i BOND it Heraeus

@ Gebrauchsinformation .............ccceeeveveveenenn. 3
Instructions for USe .......ccoovevveveeieenenenns 11
@ Notice d’utilisation ........ccceeeveveeeereeeeeneae. 18
@ Instrucciones de USO ........cccvevevevereevereenanas 26
D Instruzioni per 'USO ..vvevveeveveeieeeeieeeeeanns 34
@ INStrUGBES d& USO .vvevevevereiieieiereeieieieeenes 41
D GebruiksaanWijzing ..........ccccecveveveeeeenannns 48
(& Bruksanvisning ........coccevevveveeverieeeeeraeinannns 56
Brugsanvisning ........ccoceeveeveeeeeeeeeeeeennnns 63
5 (D Bruksveiledning .....cooceveveveverireiieeenenan 70
N GED KAYHOON€ . c.veveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 77
S MANPOPOPIEG XPAONG wevvvvreeeiiiiiiiiee i, 84
g SPOSOD UZYCIA v 92
S @ N&VOd K POUZItT oo 100
g Hasznalati Utasitas ...........cccoveveeeveeeneeeen. 107
g @ Informacija lietotajam ..........ccoceeerirvrieennn. 115
S @ Vartotojo informacija .........cc.ccoeveeeeveeeenannns 122






| ‘ B @) N D® 2vCh Gebrauchsinformation (®

Produktbeschreibung

iBOND Self Etch ist ein lichthartendes selbstkonditionierendes Einkomponenten-Adhasiv zur
Verwendung in der adhésiven, restaurativen Zahnheilkunde.

Eine separate Konditionierung (Atzung) von Schmelz und Dentin ist nicht erforderlich (die
zusatzliche Anwendung eines Atzgels am Schmelz vor dem Auftragen von iBOND Self Etch
beeinflusst die Haftfestigkeit jedoch nicht negativ).

iBOND Self Etch wurde fir die adhasive Befestigung von Komposit-Fillungsmaterialien (z. B.
Komposit, Kompomere, Polyglas®) an die Zahnhartsubstanz entwickelt. iBOND Self Etch ermog-
licht das Atzen, Primen, Bonden und Desensibilisieren in einem Arbeitsschritt.

ﬂ?__' Nur fir den zahnérztlichen Gebrauch. Nicht fir Indikationen bzw. Anwendungs-
= gebiete, die nicht auf dieser Gebrauchanweisung genannt wurden, verwenden.

E::—}—_. Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch aufmerksam durchgelesen!
= Sicherheitshinweise bei der Anwendung von iBOND Self Etch beachten!




Zusammensetzung
iBOND Self Etch ist eine Azeton-Wasser basierte Lésung von lichtaktivierbaren Methacrylat-
Monomeren.

Indikationen

1. Adhéasive Befestigung direkter lichthartender Kompositwerkstoffe (einschlieBlich Polyglas®
und Kompomere).

2. Adhasive Befestigung indirekter Restaurationen in Kombination mit einem lichthartenden
Befestigungskomposit: Keramik-, Polyglas® und Kompositrestaurationen (Inlays, Onlays,
Veneers, Kronen).

3. Behandlung tberempfindlicher Zahnbereiche.

Lagerung

Wahrend des alltaglichen Gebrauchs nicht tiber Raumtemperatur (23°C) lagern. Wenn iBOND
Self Etch noch nicht angebrochen ist (Flaschenversion), muss es bei 4-10°C (40-50°F) im
Kihlschrank aufbewahrt werden. Flasche vor der Anwendung auf Raumtemperatur bringen und
kurz vor Gebrauch schitteln. Flasche unmittelbar nach Gebrauch stets dicht verschlieBen. Bei
unsachgemaBer Lagerung kann das Produkt frithzeitig seine Effektivitat verlieren. Wenn eines
der folgenden Merkmale auftritt, ist es ein Hinweis, dass das Material seine Haftwirkung verlo-
ren hat. Es darf dann nicht mehr eingesetzt werden:

e Es Iasst sich trotz Driicken keine Flissigkeit aus der Flasche entnehmen, obwohl noch Mate-
rial in der Flasche ist.



e Wenn transparente oder Gel-artig koagulierte Partikel nach dem Vorlegen in der Flussigkeit
sichtbar sind.
e Wenn das Material beim Applizieren mit dem Mikropinsel Faden zieht.

Anwendung
1. Adhasive Befestigung direkter lichthartender Kompositwerkstoffe (einschlieBlich Polyglas®
und Kompomere).

1.1. Préparation

Q/Zp__' iBOND Self Etch nicht in direkten Kontakt mit er6ffnetem Pulpagewebe bringen.

e Zahn mit 6l- und fluoridfreier Paste reinigen.

e Kavitat nach den Regeln der Adhésivtechnik praparieren.

e Kavitat mit Wasserspray reinigen und konventionell trocknen.

e Trockenlegung der Kavitat (die Anwendung von Kofferdam wird dringend empfohlen).
e Sofern erforderlich, Unterfiillung einbringen (z. B. Glasionomerzement).

1.2. Vorlegen
Applikation aus der Flasche:
e Flasche vor dem Offnen kurz schiitteln.
e iBOND Self Etch in die Vorlageschale austropfen (1 Tropfen fiir kleine Kavitaten, 2 Tropfen
flr groBere Kavitaten).
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e Flasche sofort wieder fest verschlieBen.
e iBOND Self Etch unmittelbar nach dem Vorlegen (innerhalb von 3 Minuten) verwenden.

Applikation aus der Single Dose:
e Sicherstellen, dass die Single Dose erst kurz vor der Anwendung geéffnet wird.
e Bei der Entnahme der Flissigkeit den Applikatortip oder Pinsel kurz in der Single Dose drehen.

1.3. Applikation

Schmelz vor der Applikation von iBOND Self Etch anrauen bzw. anschleifen. An
l;/;;‘__' unbeschliffenem Schmelz ist der Atzvorgang weniger effektiv. An sklerotischem
Dentin ist eine separate Atzung mit Phosphorsaure fiir 30 s zu empfehlen.

e Unmittelbar nach dem Vorlegen, iBOND Self Etch mittels Applikatortip oder Pinsel in einer
Schicht in reichlicher Menge auf die gesamte Kavitatenoberflache und den Kavitatenrand auf-
tragen. Darauf achten, dass auch der Kavitatenrand ausreichend mit Flissigkeit bedeckt ist.

e Adhésiv fir 20 s unter leichtem Einmassieren einwirken lassen. Das Einmassieren wéhrend
des Einwirkens fordert die Demineralisation und die Diffusionsvorgange. Adhésivschicht vor
Kontamination (z. B. durch Blut oder Speichel) schitzen.

e {BOND Self Etch mit 6lfreiem Luftstrom sorgfaltig verblasen (kann je nach Kavitatengeometrie
5-10 s oder langer dauern). Ziel ist es, das Lésungsmittel und Wasser aus der Adhésivschicht
abzudampfen, ohne die aktiven Inhaltsbestandteile von der Zahnoberflache zu entfernen.



@;—_. Ein zu starker Luftstrom zu Beginn des Verblasens fiihrt zum Ausdiinnen des
Bondings und kann zu ungentigender Haftung fiihren.

e Die Oberflache muss sichtbar glanzend sein, sowohl nach dem Auftragen von iBOND Self
Etch als auch nach dem Abdampfen des Losungsmittels. Die vollige Bedeckung der gesamten
Kavitatenoberflache ist sicherzustellen. Wenn die Kavitatenoberflache nicht durchgéngig
glanzend erscheint, iBOND Self Etch ein weiteres Mal wie beschrieben auftragen.

iBOND Self Etch fir 20 s mit einem Halogenlichtgerat oder LED-Lichtgerat polymerisieren.
Die Anwendung eines Heraeus Kulzer Translux® Lichtgerates oder eines Lichtgerates mit ver-
gleichbarer Intensitat (mind. 400-500 mW/cm?) wird vorausgesetzt. Bei Verwendung von
Plasmalichtgeraten (mit einer Leistung von mehr als 1200 mW/cm?) kann die Polymerisati-
onszeit auf 8 s reduziert werden.

Eine zu geringe Lichtleistung fiihrt zu unzureichender Adhésion. Lichtgerate sollten
‘1/1\33—_' in regelmaBigen Abstéanden mit verlasslichen Testgeraten gepruft werden.

Das Lichtaustrittsfenster sollte bei der Polymerisation so nah wie moglich an der
Kunststoffoberflache platziert werden.

e Restaurationsmaterial entsprechend den Herstellerangaben einbringen.



2. Adhésive Befestigung indirekter Restaurationen in Kombination mit einem lichthartenden
Befestigungskomposit: Keramik-, Polyglas® und Kompositrestaurationen (Inlays, Onlays,
Veneers, Kronen).

2.1. Vorbehandlung der Rest: tion

e Die Verbundflache der indirekten Restauration entsprechend den Herstellerangaben vorbe-
handeln.

2.2. Vorlegen und Applikation von iBOND Self Etch

Q/Zp__' Adhasiv vor Applikation des Befestigungskomposits ausharten.

e Vorgehen wie unter 1. beschrieben.

e Befestigungskomposit entsprechend den Herstellerangaben aufbringen und verarbeiten. Das
Befestigungskomposit muss nach Einsetzen der indirekten Restauration vollstandig licht-
gehartet werden.

3. Behandlung iiberempfindlicher Zahnbereiche.

3.1. Reinigung des Zahns
e Zahn mit 6l- und fluoridfreier Polierpaste reinigen.



3.2. Vorlegen und Applikation von iBOND Self Etch

e Vorgehen wie unter 1. beschrieben.

o Sauerstoff-inhibierte Schicht nach Lichthartung vorsichtig mit einem Alkohol-getrankten Pel-
let entfernen.

Bei nicht ausreichend desensibilisierender Wirkung, iBOND Self Etch nochmals wie beschrieben

auftragen, belichten und die Inhibitionsschicht mit einem feuchten Pellet vorsichtig entfernen.

Sicherheitshinweise

Das Produkt ist leichtentziindlich.

e Das Produkt kann die Augen reizen.

Im Einzelfall ist bei Personen mit bekannten Allergien gegen Inhaltsstoffe des Produktes eine
allergische Reaktion nicht auszuschlieBen.

Enthélt Methacrylat und Aceton.

Besondere Hinweise

¢ Von Kindern fernhalten.

e Die Kombination von iBOND Self Etch mit selbsthartenden Komposits fiihrt zu einer signifi-
kanten Reduktion der Haftfestigkeit und wird daher nicht empfohlen.

e Eugenolhaltige Materialien kénnen die Polymerisation von iBOND Self Etch beeintrachtigen.

e iBOND Self Etch nach Verfallsdatum nicht mehr verwenden.



Liefereinheiten

iBOND Self Etch Flasche a 4 ml

iBOND Self Etch Single Dose a 0,15 ml
Zubehor



| ‘ B ON D® ETeh Instructions for Use

Description

iBOND Self Etch is a light-curing self-priming one-component bonding agent for use in combi-
nation with adhesive restorations.

Separate conditioning (etching) of the enamel and dentine is not required (however, use of an
additional etching gel on the enamel before application of iBOND Self Etch will not have a
negative influence on the bond strength).

iBOND Self Etch was developed for bonding composite resin materials (e.g. composite, com-
pomer, Polyglas®) to the hard tooth structure. iBOND Self Etch etches, primes, bonds and
desensitises in one step.

lil‘? For dental use only. Do not use for indications or applications that are not specifically
noted in the instructions for use.

I:E\?' Read the instructions for use carefully before use!
Follow the safety instructions when using iBOND Self Etch!




Composition
iBOND Self Etch is an acetone/water-based formulation of light-activated methylacrylate
resins.

Indications

1. Bonding of direct light-cured composite restorations (including Polyglas® and compomers).

2.Bonding of indirect restorations in combination with a light-curing luting cement: porcelain,
Polyglas® and composite restorations (inlays, onlays, veneers, crowns).

3. Sealing hypersensitive areas of teeth.

Storage

Do not store above room temperature (23 °C) during daily use. If iBOND Self Etch is not yet
opened (bottle version), it must be stored in a refrigerator at 4-10 °C (40-50 °F). Bring to room
temperature and shake bottle briefly prior to use. Replace and tighten bottle cap, immediately
after use. If not stored correctly the product may lose its effectiveness early. If one of the follow-
ing is noted, it is a sign that the material is losing its bonding efficacy and should no longer be
used:

¢ Nothing comes out of the bottle when squeezed although there is material left inside.

e Transparent solid or gel-like coagulation is detected in the liquid when dispensed.

e Threads are visible in the material during application with the micro brush.



Application
1. Bonding of direct light-cured composite restorations (including Polyglas® and compomers).
1.1. Preparation

55| Do not use iBOND Self Etch directly on exposed pulp tissue.

e Clean tooth with an oil and fluoride-free polishing paste.

® Prepare cavity for bonding.

e Rinse cavity with water and air dry.

® |solate the cavity (the use of a rubber dam is strongly recommended).
¢ |f indicated, place sub-base (e.g. glass ionomer cement).

1.2. Dispensing

Bottle application:

e Shake bottle briefly before opening.

® Dispense iBOND Self Etch into the well (1 drop for small cavities, 2 drops for larger cavi-
ties).

* Replace bottle cap immediately after dispensing.

e Use iBOND Self Etch immediately after dispensing (no later than 3 minutes).



Single dose application:

Make sure that the single dose is opened immediately prior to application.
When removing the liquid rotate the applicator tip or brush briefly in the single dose.

1.3. Application

Roughen or grind enamel before application of iBOND Self Etch. Etching/bonding is
cﬁf' less effective on unground enamel. On sclerotic dentine separate etching with
phosphoric acid for 30 s is recommended.

Immediately after dispensing apply a copious amount of iBOND Self Etch to the entire cavity
surface and margin with the applicator tip or brush. Make sure that the cavity margin is also
sufficiently coated with iBOND Self Etch liquid.

After application agitate the adhesive slightly for 20 s. Agitation during the dwell time
improves demineralisation and diffusion. Protect the bonding layer from contamination (e.g.
by blood or saliva).

Carefully air-dry iBOND Self Etch with a flow of oil-free air (may take 5-10 s or longer depend-
ing on the geometry of the cavity). The objective is to evaporate the solvent and water from
the bonding layer without removing the active ingredients from the tooth surface.

@;—_. A strong air stream at the start of air-drying will dilute the bonding agent and may
result in poor adhesion.




e The surface must be visibly glossy, both after application of iBOND Self Etch and after
evaporation of the solvent. The complete cavity surface must be fully coated. If the cavity
surface does not appear shiny, apply iBOND Self Etch as described above a second time.
Light-activate iBOND Self Etch for 20 s with a halogen or LED light-curing unit. The light-cur-
ing time assumes the use of a Heraeus Kulzer Translux® light-curing unit or other dental curing
light of comparable intensity (min. 400-500 mW/cm?). If plasma light-curing units (with an
output greater than 1200 mW/cm?) are used, the curing time can be reduced by 8 s.

Low-intensity light causes poor adhesion. Curing lights should be checked with
c:;_—' reliable light testers at regular intervals. The emitting tip should be placed as close
as possible to the curing surface.

* Place restorative material according to manufacturer’s instructions.

2. Bonding of indirect restorations in combination with a light-curing luting cement: porcelain,
Polyglas® and composite restorations (inlays, onlays, veneers, crowns).

2.1. Pre-treatment of restoration

e Pre-treat the bonding surface of the indirect restoration according to the manufacturer’s
instructions.



2.2. Dispensing and application of iBOND Self Etch

;/_y__—' Light-cure the adhesive prior to application of the luting cement.

e Proceed as described in 1.
e Apply and process luting cement according the manufacturer’s instructions. The luting
cement must be completely light-cured after insertion of the indirect restoration.

3. Sealing hypersensitive areas of teeth.

3.1. Cleaning the tooth
e Clean tooth with an oil and fluoride-free polishing paste.

3.2. Dispensing and application of iBOND Self Etch

® Proceed as described in 1.

o Carefully remove oxygen-inhibited layer with an alcohol-soaked pellet after light-curing.

If the desensitisation effect is not adequate, apply additional coats of iBOND Self Etch as
described, light-cure and remove the oxygen-inhibited layer with a damp pellet.



Safety Instructions

e The product is highly flammable.

® The product may irritate the eyes.

* |n some cases an allergic reaction to ingredients of the product may occur in persons with
known allergies.

e Contains methylacrylate and acetone.

Special Instructions

e Keep away from children.

e The combination of iBond Self Etch with self-curing composites results in a significant reduc-
tion of adhesion and is therefore not recommended.

e Materials containing eugenol may inhibit the polymerisation of iBond Self Etch.

e Do not use iBond Self Etch after the expiry date.

Packaging

iBOND Self Etch 4 ml bottle

iBOND Self Etch 0.15 ml Single Dose
Accessories



| ‘ B ON D® 2vCh Notice d'utilisation (5

Description

iBOND Self Etch est un agent de liaison mono-composant photo-polymérisable et auto-mordan-
¢ant destiné a une utilisation en dentisterie restauratrice adhésive.

Un conditionnement (mordancgage) séparé de I'émail et de la dentine n’est pas nécessaire (I'uti-
lisation supplémentaire d’un gel de mordangage sur I’émail avant I'application de iBOND Self
Etch n'influence toutefois pas négativement I'adhérence).

iBOND Self Etch a été développé pour le collage sur les tissus dentaires durs de matériaux
d’obturation composites (p. ex. composites, compomeéres, Polyglas®). iBOND Self Etch permet
de conjuguer mordangage, primer, bonding et désensibilisation en une seule opération.

ﬂ?__' Produit reserv a usage dentaire. A ne pas utiliser pour des indications ou des
= domaines d’application qui n'ont pas été mentionnés dans cette notice d'utilisation.

Veuillez lire attentivement le notice d’utilisation avant usage !
25| Veuillez observer les avertissements de sécurité lors de I"utilisation
de iBOND Self Etch !




Composition
iBOND Self Etch est une solution de monomeéres de méthacrylate photo-polymérisables a base
d’eau et d’acétone.

Indications

1. Collage de composites directs photo-polymérisables (Polyglas® et compomeres compris).

2. Collage de restaurations indirectes en combinaison avec un composite de collage photo-poly-
mérisable : restaurations en céramique, en Polyglas® et en composite (Inlays, Onlays, Facet-
tes, Couronnes).

3. Traitement de zones d’hyperesthésie dentaire.

Stockage

Lors de I'utilisation quotidienne, ne stockez pas le produit a une température supérieure
a la température ambiante (23°C). Avant d’étre entamé (conditionnement en flacon), iBOND
Self Etch doit étre conservé au réfrigérateur a une température comprise entre 4 et 10°C
(40-50°F). Avant I'utilisation, amenez le flacon & température ambiante et agitez-le peu avant
son utilisation. Refermez toujours soigneusement le flacon immédiatement apreés utilisation. En
cas de stockage non conforme, le produit peut perdre son efficacité prématurément. Si I'un des
cas suivants se présente, ceci signifie que le produit a perdu son effet adhésif. Il ne doit plus
étre utilisé :

* Si, bien que I'on appuie sur le flacon, il n’est plus possible d’en extraire du liquide alors que

le flacon en contient encore.



e Si des particules transparentes ou coagulées sous forme de gel apparaissent dans le liquide
aprés prélevement.
* Si le produit parait poisseux lors de son application a I'aide des micro-applicateurs.

Utilisation
1. Collage de composites directs photo-polymérisables (Polyglas® et compomeéres compris).

1.1. Préparation

c:;_—' Ne pas mettre iBOND Self Etch au contact direct avec la pulpe a nu.

o Nettoyer la dent a I'aide d'une pate non fluorée et exempte d’huile.

® Préparer la cavité selon les regles de la technique de la dentisterie adhésive.

o Nettoyer la cavité avec un spray d’eau et sécher de maniere conventionnelle.

e Assécher la cavité (I'utilisation de la digue est vivement recommandée).

e Si cela est nécessaire, appliquer un fond de cavité (p. ex. du ciment verre ionomére).

1.2. Avant I'application

Application avec un flacon :

o Agiter brievement le flacon avant de I'ouvrir.

e Verser iBOND Self Etch dans une coupelle (1 goutte pour les petites cavités, 2 gouttes pour
les grandes cavités).
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o Refermer immédiatement et soigneusement le flacon.
o Utiliser iBOND Self Etch immédiatement aprés sa sortie du flacon (dans les 3 minutes).

Application avec une dose unique (Single Dose):

e Veiller a n'ouvrir la dose unique que juste avant I'utilisation.

e |ors du prélevement de liquide, remuer brievement en le tournant I'embout applicateur ou le
pinceau dans la dose unique.

1.3. Application

Avant I'application de iBOND Self Etch, aviver I'émail avec une fraise. Le mordangage
c:;_—' est moins efficace sur un émail non préparé. Sur une dentine sclérotique, il est recom-
mandé de procéder a un mordangage séparé avec de I'acide phosphorique pendant 30 s.

* Immédiatement apres son extrusion, appliquer une couche suffisante de iBOND Self Etch a
I'aide de I'embout applicateur ou un pinceau sur toute la surface de la cavité, ainsi que sur
le bord de la cavité. Veiller a recouvrir également le bord de la cavité avec suffisamment de
liquide.

Laisser agir I'adhésif pendant 20 s en le faisant pénétrer par un léger massage. Le massage
pendant le temps d’action favorise le processus de déminéralisation et la diffusion. Protéger
la couche d’adhésif contre une éventuelle contamination (causée par exemple par du sang ou
de la salive).

21



e Sécher soigneusement iBOND Self Etch au moyen d’un jet d’air exempt d’huile (ce qui peut
prendre, selon la configuration de la cavité, entre 5 et 10 secondes ou plus). Le but est
d’évaporer le solvant et I'eau de la couche d’adhésif sans éliminer les composants actifs de
la surface de la dent.

Ef? Un jet d’air trop fort au début du séchage diminue I'épaisseur de I'adhésif et peut
= entrainer une adhérence insuffisante.

e |a surface doit rester visiblement brillante tant apres I'application de iBOND Self Etch
qu’apres |I'évaporation du solvant. S’assurer du recouvrement intégral de toute la cavité. Si la
surface de la cavité n'est pas entiérement brillante, appliquer a nouveau iBOND Self Etch
comme décrit.

Polymériser iBOND Self Etch pendant 20 s a I'aide d’une lampe a polymériser a halogene ou
a LED. Lutilisation de la lampe Translux® de Heraeus Kulzer ou d'un appareil a intensité
similaire (au moins 400-500 mW/cm?) est requise. Le temps de polymérisation peut
étre réduit a 8 s en utilisant une lampe a plasma (affichant une puissance de plus de
1200 mW/cm?3).

Une lumiere d’intensité trop faible conduit a une adhésion insuffisante. Les lampes
C/i—.?__. doivent étre controlées régulierement avec des testeurs fiables. Lors de la polyméri-
sation, la fenétre de sortie de la lumiére doit étre le plus pres possible du matériau.

* Placer le matériau composite en tenant compte des indications du fabricant.
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2. Collage de restaurations indirectes en combinaison avec un composite de collage photo-poly-
mérisable : restaurations en céramique, en Polyglas® et en composite (Inlays, Onlays, Facet-

tes, Couronnes).

2.1. Préparation de Ia rest. tion
e Préparer les surfaces des restaurations indirectes conformément aux indications du fabri-

cant.

2.2. Préparation et application de iBOND Self Etch

Q/Zp__' Polymériser I'adhésif avant I'application du composite de collage.

® Procéder comme décrit au paragraphe 1.
e Mettre en place le composite de collage selon les instructions du fabricant. Le composite de
collage doit étre complétement photo-polymérisé aprés la mise en place de la restauration

indirecte.

3. Traitement de zones d’hyperesthésie dentaire.

3.1. Nettoyage de la dent
o Nettoyer la dent a I'aide d’une pate prophylactique non fluorée et exempte d’huile.
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3.2. Préparation et application de iBOND Self Etch

® Procéder comme décrit au paragraphe 1.

e Eliminer avec précaution la couche inhibée d’oxygene aprés la photo-polymérisation a I'aide
d’un coton imbibé d'alcool.

Si I'effet désensibilisant n’est pas suffisant, procéder a une nouvelle application de iBOND Self

Etch comme décrit, photo-polymériser et éliminer ensuite la couche d’inhibition a I'aide d'un

coton imbibé.

Avertissements de sécurité

e Ce produit est facilement inflammable.

e Ce produit peut irriter les yeux.

e Dans des cas isolés, une réaction allergique n’est pas a exclure chez des sujets présentant des
allergies connues a une ou plusieurs substances contenues dans le produit.

e Contient du méthacrylate et de I'acétone.

Mises en garde

e Tenir le produit hors de la portée des enfants.

® | a combinaison de iBOND Self Etch et d'un composite chémo-polymérisable provoque une
réduction significative de I'adhérence et n’est donc pas recommandée.

e | es produits a teneur en eugénol peuvent nuire a la polymérisation de iBOND Self Etch.

e {BOND Self Etch ne doit plus étre utilisé aprés la date de péremption.
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Présentations

iBOND Self Etch en Flacon de 4 ml

iBOND Self Etch en Single dose de 0,15 ml
Accessoires
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| ‘ B OND &5e6 Instrucciones de uso (®

Descripcion del producto

iBOND Self Etch es un adhesivo autograbable fotopolimerizable de un solo componente para
uso en odontologia restauradora adhesiva.

No es necesario un acondicionamiento acido adicional del esmalte y la dentina (sin embargo, el
uso de un gel de grabado sobre el esmalte antes de la aplicacién de iBOND Self Etch no perju-
dica la fuerza de adhesion).

iBOND Self Etch ha sido desarrollado para la fijacién adhesiva de materiales de obturacién
basados en resinas compuestas (p. ej. composites, compémeros, Polyglas®) a la sustancia dura
del diente. iBOND Self Etch permite grabar, aplicar primer, adherir y desensibilizar en un Gnico
paso de trabajo.

E::—}—_. Exclusivamente para uso odontolégico. No emplear para indicaciones no
- mencionados en las presentes instrucciones de uso.

ﬂ?__' iLea cuidadosamente las instrucciones de uso antes de la utilizacion!
= iPreste atencion a las indicaciones de seguridad durante el empleo de iBOND Self Etch!
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Composicion
iBOND Self Etch es una solucién de monémeros de metacrilato fotoactivables en una base de
acetona-agua.

Indicaciones

1. Fijacion adhesiva de composites fotopolimerizables (incluidos Polyglas® y compémeros) para
restauraciones directas.

2. Fijacion adhesiva de restauraciones indirectas en combinacién con un composite de fijaciéon
fotopolimerizable: restauraciones de cerdmica, Polyglas®y composite (inlays, onlays, carillas,
coronas).

3. Tratamiento de zonas dentales hipersensibles.

Conservacion

Durante el uso, el producto no debe conservarse a temperaturas superiores a la ambiente
(23°C). Hasta su primera apertura (version en frasco), iBOND Self Etch debe guardarse en el
frigorifico a 4-10°C. Antes de la utilizacién, lleve el frasco a temperatura ambiente y agitelo
brevemente. Inmediatamente después del uso, el frasco debe cerrarse herméticamente. Un
almacenamiento inadecuado puede hacer que el producto pierda prematuramente su eficacia.
Si se observa alguno de estos signos, el material ha perdido su efecto adhesivo, por lo que no
debe ser utilizado:

* Aunque hay material en el frasco, no es posible extraer liquido del frasco incluso apretando.
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o Al dispensar el liquido se observan en el mismo particulas coaguladas transparentes o gelati-
nosas.
e Al aplicar el material con el micropincel se forman hilos.

Aplicaciéon
1. Fijacién adhesiva de composites fotopolimerizables (incluidos Polyglas® y compémeros) para
restauraciones directas.

1.1. Preparacion

(_;,;__—' iBOND Self Etch no debe entrar en contacto directo con tejido pulpar expuesto.

e Limpie el diente con una pasta sin aceites ni fluoruros.

® Prepare la cavidad segln las reglas de la técnica adhesiva.

e Limpie la cavidad con un chorro de agua y séquela del modo convencional.
¢ Aisle la cavidad (es muy recomendable utilizar dique de goma).

e Sies necesario, aplique una base (p. ej. cemento de ionémero de vidrio).

1.2. Dispensacion

Aplicacién con frasco:
o Agite brevemente el frasco antes del uso.
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e Dispense iBOND Self Etch en el pocillo de dispensacion (1 gota para cavidades pequefas,
2 gotas para cavidades mayores).

e Vuelva a cerrar el frasco herméticamente de forma inmediata.

e {BOND Self Etch debe utilizarse inmediatamente después de ser dispensado (en un plazo de
3 minutos).

Aplicacién con envase monodosis:
* Aseglrese de abrir el envase monodosis justo antes de su uso.
e Al sacar el liquido, gire brevemente la punta aplicadora o el pincel en el envase monodosis.

1.3. Aplicacion

Antes de aplicar iBOND Self Etch, el esmalte debe tallado para aumentar su rugosi-
c:;_—' dad. En esmalte no tallado, el grabado resulta menos eficaz. En dentina esclerética
se recomienda efectuar aparte un grabado con acido fosférico durante 30 s.

* |nmediatamente después de la dispensacion, aplique iBOND Self Etch de forma abundante
mediante la punta aplicadora o el pincel, en una sola capa, sobre toda la superficie de la
cavidad y el margen cavitario. Aseglrese de que este Ultimo quede suficientemente cubierto
de liquido.

Deje actuar el adhesivo durante 20 s frotando ligeramente. Este frotamiento fomenta la des-
mineralizacién y los procesos de difusion. Proteja la capa adhesiva de la contaminacion (p.ej.
por sangre o saliva).
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* Aplique cuidadosamente un chorro de aire sobre iBOND Self Etch (esto puede durar 5-10 s
0 mas seglin la geometria de la cavidad). El objetivo es evaporar el solvente y el agua de la
capa adhesiva sin eliminar de la superficie dentaria los componentes activos.

‘:/:—:?—_. Un chorro de aire excesivamente intenso al comienzo del soplado provoca una reduc-
= cién de la cantidad de adhesivo que puede llevar a una adherencia insuficiente.

* La superficie debe quedar visiblemente brillante, tanto después de la aplicaciéon de iBOND
Self Etch como de la evaporacion del solvente. Hay que asegurarse de que quede cubierta
toda la superficie de la cavidad. Si la superficie cavitaria no brilla en toda su extensién, vuelva
a aplicar iBOND Self Etch segln lo descrito anteriormente.

Polimerice iBOND Self Etch durante 20 s con una lampara halégena o LED. Este tiempo se
basa en el empleo de una ld&mpara de polimerizacion Heraeus Kulzer Translux® u otro modelo
de intensidad comparable (minimo 400-500 mW/cm?). Si se utilizan ldmparas de plasma (con
intensidades superiores a 1200 mW/cm?) puede reducirse el tiempo de polimerizacion a 8 s.

Una intensidad luminosa demasiado baja da lugar a una adhesion insuficiente. Las
‘:/F lamparas deben comprobarse periédicamente mediante dispositivos de prueba fiab-

les. Para la polimerizacion, la zona de emisién de luz debe situarse lo mas cerca
posible de la superficie del material.

e Aplicar el material de la restauracion siguiendo las instrucciones del fabricante.
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2. Fijacion adhesiva de restauraciones indirectas en combinacién con un composite de fijacion
fotopolimerizable: restauraciones de ceramica, Polyglas® y composite (inlays, onlays, carillas,
coronas).

2.1. Tratamiento previo de la restauracion
e Efectlie un tratamiento previo de la superficie de unién de la restauracion indirecta siguiendo
las instrucciones del fabricante.

2.2. Dispensacion y aplicacion de iBOND Self Etch

Q/Zp__' Polimerice el adhesivo antes de aplicar el composite de fijacion.

® Proceda segun lo descrito en el punto 1.

e Aplique y procese el composite de fijacién siguiendo las instrucciones del fabricante. Des-
pués de colocar la restauracion indirecta, el composite de fijaciéon debe fotopolimerizarse por
completo.

3. Tratamiento de zonas dentarias hipersensibles.

3.1. Limpieza del diente
e Limpie el diente con pasta de pulido sin aceite ni fluoruros.
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3.2. Dispensacion y aplicacion de iBOND Self Etch

* Proceda segun lo descrito en el punto 1.

* Después de la fotopolimerizacion, elimine cuidadosamente la capa de inhibicién utilizando
una bolita de algodén empapada en alcohol.

Si el efecto desensibilizante no es suficiente, vuelva a aplicar iBOND Self Etch segln lo des-

crito, fotopolimericelo y elimine cuidadosamente la capa de inhibicién con una bolita de algo-

dén himeda.

Indicaciones de seguridad

¢ Producto inflamable.

e E| producto puede irritar los ojos.

e En casos aislados no puede descartarse una reaccion alérgica en personas con alergias cono-
cidas a alguno de los componentes del producto.

e Contiene metacrilato y acetona.

Indicaciones especiales

e Manténgase fuera del alcance de los nifios.

e | acombinacion de iBOND Self Etch con composites autopolimerizables reduce significativa-
mente la adherencia, por lo que no se recomienda.

Los materiales que contienen eugenol pueden perjudicar la polimerizacion de iBOND Self
Etch.

No utilizar iBOND Self Etch una vez transcurrida su fecha de caducidad.
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Unidades de suministro
iBOND Self Etch en frasco de 4 ml

iBOND Self Etch en envase monodosis de 0,15 ml
Accesorios

33



L
| ‘ B ON D® BTch Instruzioni per I'uso (D

Descrizione

iBOND Self Etch & un sistema adesivo self-etching, self-priming, fotopolimerizzabile monocom-
ponente da utilizzare in odontoiatria in combinazione con materiali per ricostruzioni adesive.

Il condizionamento separato di smalto e dentina non é richiesto (in ogni caso I'utilizzo di un
apposito gel sullo smalto prima dell’applicazione di iBOND Self Etch non compromette I'effetto
adesivo).

iBOND Self Etch & studiato per I'adesione di compositi, compomeri e Polyglas® alla struttura
naturale del dente. iBOND Self Etch provvede a mordenzatura, condizionamento, adesione e
desensibilizzazione in un solo passaggio.

lil‘? Ad uso esclusivo dell’odontoiatra. Non utilizzare per indicazioni e/o campi di
applicazione non contemplati nelle presenti istruzioni per I'uso.

I:E\?' Prima di utilizzare il prodotto leggere attentamente le presenti istruzioni per I'uso!
Durante I'applicazione di iBOND Self Etch rispettare le avvertenze di sicurezza!
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Composizione
iBOND Self Etch & una formulazione di resina metacrilica fotopolimerizzabile con solventi ace-
tone e acqua.

Indicazioni

1. Adesione di otturazioni dirette fotopolimerizzanti in composito (inclusi Polyglas® e compo-
meri).

2. Adesione di restauri indiretti in combinazione con un cemento-resina fotopolimerizzabile:
ceramica, Poliglas® e ricostruzioni in composito (inlays, onlays, veneers, corone).

3. Sigillatura di aree ipersensibili del dente.

Conservazione

Durante I'uso quotidiano conservare il prodotto a temperatura ambiente (23°C). Il flacone di

iBOND Self Etch non ancora aperto va conservato in frigorifero ad una temperatura di 4-10°C

(40-50 °F). Prima dell’applicazione portare il flacone a temperatura ambiente e agitarlo breve-

mente prima dell’'uso. Subito dopo I'uso richiudere con attenzione il flacone. Se conservato in

modo inappropriato, il prodotto pud perdere precocemente la propria efficacia. Se dovesse veri-

ficarsi uno dei sintomi di seguito descritti, cio € segno che il materiale ha perso il proprio potere

adesivo. Non utilizzare piu il prodotto nei seguenti casi:

e Se premendo il flacone non esce pil liquido, anche se lo stesso contiene ancora materiale.

* Se particelle trasparenti o coagulate simili a un gel sono visibili nel liquido dopo averlo versato
nel recipiente di raccolta.

e Se il materiale forma fili quando applicato con il micropennello.
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Applicazione

1. Adesione di otturazioni dirette fotopolimerizzanti in composito (inclusi Polyglas® e compo-
meri).

1.1. Preparazione

ﬂ?__' Non applicare iBOND Self Etch a contatto diretto con tessuti esposti della polpa
= dentale.

e Pulire il dente con una pasta priva di olio e di fluoro.

e Preparare la cavita secondo le regole della tecnica adesiva.

e Pulire la cavita con un spruzzo d’acqua e asciugare in modo convenzionale.
e |solare la cavita (¢ fortemente raccomandato I'utilizzo della diga in gomma).
e Se necessario, applicare un fondino (ad es. cemento vetro-ionomero).

1.2. Prelievo

Utilizzo del flacone:

e Agitare brevemente il flacone prima di prelevare il prodotto.

e Estrudere iBOND Self Etch nella vaschetta (1 goccia per piccole cavita, 2 gocce per grandi
cavita).

e Richiudere immediatamente il flacone con il tappo dopo il prelievo.

e Applicare subito I'adesivo prelevato (al massimo entro 3 minuti).
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Utilizzo del Single Dose:

Accertarsi che il Single Dose sia aperto immediatamente prima dell’applicazione.
Durante il prelievo del liquido, ruotare brevemente I'applicatore o il pennellino nel Single
Dose.

1.3. Applicazione

Irruvidire o levigare leggermente lo smalto prima dell’applicazione di iBOND Self

‘_“/:—:?—_. Etch. | processo di mordenzatura risultera meno efficace su smalto non trattato. Su
dentina sclerotica si raccomanda una mordenzatura separata di 30 sec. con acido

ortofosforico.

Subito dopo il prelievo, con I'applicatore o un pennellino monouso applicare una generosa
quantita di iBOND Self Etch in un unico strato su tutta la superficie e sul bordo della cavita,
facendo attenzione che anche quest’ultimo sia coperto da una quantita sufficiente di
liquido.

Lasciare agire I'adesivo per 20 sec. sfregando delicatamente. In tal modo aumenta la demi-
neralizzazione e la diffusione del materiale. Mantenere la superficie trattata libera da conta-
minazione (ad es. saliva o sangue).

Soffiare delicatamente aria priva di olio su iBOND Self Etch (I'operazione pud durare 5-10
sec. 0 anche pil a lungo, a seconda della geometria della cavita). L'obiettivo & far evaporare
completamente il solvente e I'acqua senza rimuovere i componenti attivi dalla superficie.
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=

Un getto d’aria troppo potente all’inizio del procedimento togliera I’agente adesivo
dalla cavita con il risultato di un’adesione insufficiente.

e |a superficie deve risultare visibilmente lucida sia dopo I'applicazione di iBOND Self Etch
che dopo la totale evaporazione del solvente. Assicurarsi di aver coperto I'intera superficie
cavitaria. Se la cavita non appare lucida, applicare un nuovo strato di iBOND Self Etch e
procedere come descritto sopra.

Fotopolimerizzare iBOND Self Etch per 20 sec. con una lampada fotopolimerizzatrice alogena

0 a LED. Il tempo di polimerizzazione indicato ¢ riferito ad una lampada Heraeus Kulzer
Translux® o a lampade fotopolimerizzatrici per uso dentale con intensita similare (comunque
non inferiore a 400-500 mW/cm?). In caso d'impiego di unita al plasma (con una potenza >
1.200 mW/cm?), il tempo di polimerizzazione puo essere ridotto a 8 sec.

=

Lampade con bassa potenza riducono il potere adesivo. Lefficacia delle lampade
polimerizzatici dovrebbe essere controllata a intervalli regolari e con un tester
affidabile. | puntali conduttori dovrebbero essere posizionati il pil vicino possibile
alla superficie da polimerizzare.

e Posizionare il materiale composito come indicato dal produttore.
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2. Adesione di restauri indiretti in combinazione con un cemento-resina fotopolimerizzabile:
ceramica, Polyglas® e ricostruzioni in composito (inlays, onlays, veneers, corone).

2.1. Pretrattamento della ricostruzione
* Pretrattare la superficie di adesione del manufatto secondo le istruzioni del produttore.

2.2. Prelievo ed applicazione di iBOND Self Etch

li? Fotopolimerizzare I'adesivo prima di applicare il cemento composito.

* Procedere come descritto al punto 1.
e Usare il cemento-resina seguendo le istruzioni d’uso del fabbricante. Fotopolimerizzare com-
pletamente il cemento-resina dopo I'inserimento del restauro indiretto.

3. Sigillatura di aree ipersensibili del dente.

3.1. Pulizia del dente
e Pulire il dente con una pasta priva di olio e di fluoro.

3.2. Prelievo ed applicazione di iBOND Self Etch

e Procedere come descritto al punto 1.

e Rimuovere con precauzione lo strato superficiale inibito da contatto con ossigeno, strofinando
delicatamente con un pellet inumidito con alcol.
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Se I'effetto desensibilizzante non & adeguato, applicare strati aggiuntivi di iBOND Self Etch
come descritto precedentemente, fotopolimerizzare, e rimuovere con cautela lo strato inibito
utilizzando un pellet umido.

Avvertenze di sicurezza

e || prodotto & altamente infiammabile.

* || prodotto ¢ irritante per gli occhi.

e |n casi singoli non sono da escludersi reazioni allergiche in soggetti con allergie note agli
ingredienti del prodotto.

¢ || prodotto contiene metacrilato e acetone.

Attenzione

e Tenere fuori dalla portata dei bambini.

e | a combinazione di iBOND Self Etch con compositi autopolimerizzanti comporta una signifi-
cativa riduzione della forza di adesione ed e pertanto sconsigliata.

e Materiali contenenti eugenolo possono inibire la polimerizzazione di iBOND Self Etch.

e Non utilizzare iBOND Self Etch dopo la data di scadenza.

Confezioni

iBOND Self Etch Flacone da 4 ml
iBOND Self Etch Single-Dose da 0,15 ml
Accessori
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i BOND s

Descricao do produto
iBOND Self Etch é um adesivo mono-componente, autocondicionante, fotopolimerizavel para a
utilizagdo em restauracdes odontolégicas adesivas.
Um condicionamento separado do esmalte e da dentina ndo é necessério (a utilizacéo adicional
de um gel 4cido antes da aplicacdo do iBOND Self Etch ndo tem uma influéncia negativa sobre
0 processo de adesao).
O iBOND Self Etch foi desenvolvido para a adesd@o de resinas compostas (p. ex., compdsitos,
compoémeros, Polyglas®) a estrutura dental. iBOND Self Etch condiciona, promove adesdo e
dessensibiliza em um Unico passo.

Instrugdes de uso (®

=

Exclusivo para uso odontolégico. N&o utilizar em indicagdes ndo mencionadas nas
instrucoes de uso.

==

Leia as instrucdes de uso atentamente antes de utilizar!
Siga as instrucdes de segurancga ao utilizar iBOND Self Etch!
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Composicao
iBOND Self Etch é uma solugdo de mondémeros de metilacrilato fotopolimerizaveis & base de
acetona/agua.

Indicacoes

1. Ades@o de compositos fotopolimerizéveis (incluindo Polyglas® e compomeros).

2.Adesdo de restauracdes indiretas: restauracdes de ceradmica, Polyglas® e compésito (inlays,
onlays, facetas laminadas, coroas) em combinag@o com um cimento resinoso fotopolimerizéavel.

3. Tratamento de areas dentinérias hipersensiveis.

Conservacao

Durante a utilizacdo diria, ndo conservar em temperaturas superiores a temperatura ambiente

(23°C). Se a embalagem de iBOND Self Etch ainda nao tiver sido aberta (versdo em frasco), esta

deve ser conservada em geladeira (4 a 10°C / 40 a 50°F). Deixar que o produto chegue a tem-

peratura ambiente e agitar antes de utilizar. Fechar bem o frasco imediatamente apés o uso. No

caso de conservacao inadequada, o produto pode perder precocemente sua eficécia.

A presenca de uma das caracteristica abaixo pode significar que o material perdeu a sua capa-

cidade de ades@o, e consequentemente o mesmo nao devera ser utilizado:

® Apesar da pressao exercida, ndo sai liquido do frasco, mesmo que este ainda contenha material.

e Se forem visiveis particulas transparentes ou coaguladas em forma de gel no liquido apés ser
dispensado do frasco.

e Se o material fizer fios ao ser aplicado.
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Utilizagao
1. Adesao de compésitos fotopolimerizaveis (incluindo Polyglas® e compdmeros).
1.1. Preparacao

i:? Néo aplicar iBOND Self Etch diretamente sobre o tecido pulpar exposto.

Profilaxia do dente com pasta profilatica isenta de 6leo e fltor.

Preparar a cavidade de acordo com as regras da técnica adesiva.

Lavar a cavidade com jato de &gua e secar convencionalmente.

Isolar a cavidade (recomenda-se a utilizagao de dique de borracha).
Quando necessério, utilizar forramento (p. ex., cimento iondmero de vidro).

1.2. Dispensacao

Aplicagdo com frasco:

e Agitar o frasco antes de utilizar.

e Colocar algumas gotas de iBOND Self Etch no pote dappen (1 gota para cavidades pequenas,
2 gotas para cavidades maiores).

e Fechar o frasco imediatamente apds o uso.

e Aplicar imediatamente o iBOND Self Etch (prazo maximo de 3 minutos).
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Aplicagdo com dose Unica:
o Abrir a embalagem de dose Unica imediatamente antes da aplicac&o.
* Ao retirar o liquido, girar a ponta do aplicador ou do pincel na dose Unica.

1.3. Aplicacdo

Preparar o esmalte antes da aplicagdo de iBOND Self Etch. O processo de

l:z\:}—_. condicionamento acido é menos eficaz num esmalte ndo preparado. Em dentina
esclerética recomenda-se um condicionamento &cido separado, com acido fosférico,

durante 30 s.

e Aplicar iBOND Self Etch, imediatamente apés dispensé-lo do frasco, com um aplicador ou
pincel, em quantidade suficiente para cobrir toda a superficie da cavidade e suas margens.
Verificar se a margem da cavidade também foi coberta suficientemente com liquido.

e Deixar o adesivo atuar durante 20 s massageando levemente. A aplicacdo ativa promove
a desmineralizag@o e a difusao do adesivo. Proteger a camada de adesivo de contaminagao
(p.ex., com sangue ou saliva).

e Espalhar cuidadosamente o iBOND Self Etch com um jato de ar suave, livre de dleo (pode
demorar de 5-10 s ou mais, dependendo da geometria da cavidade). O objetivo é evaporar o
solvente e a 4gua da camada adesiva sem eliminar os componentes da superficie do dente.

‘:E\? Um jato de ar demasiado forte no inicio pode provocar a redugdo da quantidade de
adesivo e consequentemente uma adesao insuficiente.
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e A superficie adesiva deve ser visivelmente brilhante, tanto apés a aplicagao do iBOND Self
Etch como também apés a evaporagao do solvente. E importante certificar-se que o adesivo
foi aplicado sobre toda a superficie da cavidade. Se a superficie da cavidade nao estiver
completamente brilhante, aplicar mais iBOND Self Etch conforme acima descrito.
Fotopolimerizar o iBOND Self Etch durante 20 s, com um fotopolimerizador de luz halogénea
ou LED. E indicada a utilizagdo de um fotopolimerizador Translux® da Heraeus Kulzer ou de
um fotopolimerizador com intensidade de luz similar (min. 400-500 mW/cm?). No caso de
utilizagdo de aparelhos de plasma (com uma poténcia superior a 1200 mW/cm?), o tempo de
polimerizacao pode ser reduzido para 8 s.

Uma intensidade de luz reduzida pode provocar uma ades@o insuficiente. Os
EE?__' fotopolimerizadores devem ser verificados periodicamente com radiémetros de teste
= confiaveis. A ponta de saida de luz deve ser posicionada o mais perto possivel da

superficie do material durante a polimerizacao.

* O material restaurador deve ser aplicado de acordo com as indicacdes do fabricante.

2. Adesdo de restauracdes indiretas: restauracdes de ceramica, Polyglas® e compésito (inlays,
onlays, facetas laminadas, coroas) em combinacdo com um cimento resinoso fotopolimeri-
zavel.

2.1. Pré-trat: to da rest. 30

e Fazer o pré-tratamento da superficie de adesdo da restauracdo indireta de acordo com as
indicagdes do fabricante.
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2.2. Preparacao e aplicacdo do iBOND Self Etch

25| Polimerizar o adesivo antes da aplicagdo do cimento resinoso.

* Proceder conforme descrito no ponto 1.
e Aplicar e utilizar o cimento resinoso de acordo com as indicacdes do fabricante. O cimento
resinoso deve ser completamente fotopolimerizado ap6s a aplicagao da restauracédo indireta.

3. Tratamento de areas dentindrias hipersensiveis.

3.1. Profilaxia
e Profilaxia do dente com pasta profilatica isenta de dleo e fltor.

3.2. Preparacgao e aplicacdo do iBOND Self Etch

* Proceder conforme descrito no ponto 1.

* Apds a fotopolimerizacao, remover cuidadosamente a camada de inibigdo com uma bolinha
de algodao umedecida em alcool.

Se o efeito dessensibilizante nao for suficiente, aplicar novamente iBOND Self Etch conforme

descrito anteriormente, fotopolimerizar e remover a camada de inibicdo com uma bolinha de

algoddo timida.
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Instrucdes de seguranca

e O produto é altamente inflamavel.

e O produto é irritante para os olhos.

Em casos isolados, ndo se pode excluir reagdes alérgicas aos componentes do produto em
pessoas com alergias conhecidas.

Contém metacrilato e acetona.

Indicacoes especiais

e Manter fora do alcance de criancas.

e A combinacao de iBOND Self Etch e resinas autopolimerizéveis pode provocar uma redugao
significativa da adesao e por esse motivo esse procedimento nao é recomendado.

* Materiais contendo eugenol podem interferir na polimerizagdo do iBOND Self Etch.

e Nao utilizar iBOND Self Etch apés o prazo de validade.

Apresentacao

iBOND Self Etch frasco de 4 ml

iBOND Self Etch dose Unica de 0,15 ml
Acessorios
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| ‘ B O N D® BTCh Gebruiksaanwijzing @D

Productbeschrijving

iBOND Self Etch is een lichtuithardende en zelfconditionerende ééncomponent-bonding voor
gebruik in de adhesieve restauratieve tandheelkunde.

Een separate conditionering (ets) van glazuur en dentine is niet nodig (additioneel gebruik van
een etsgel op glazuur véér het gebruik van iBOND Self Etch heeft echter geen negatief effect op
de hechtsterkte).

iBOND Self Etch is ontwikkeld als adhesief voor composieten, compomeren en Polyglas® aan de
harde tandsubstantie. iBOND Self Etch maakt het etsen, primen, bonden en desensibiliseren in
één stap mogelijk.

ﬂ?__' Alleen voor tandheelkundig gebruik. Niet gebruiken voor indicaties resp.
= toepassingsgebieden die niet in deze gebruiksaanwijzing worden genoemd.

E::—}—_. Gebruiksaanwijzing voor gebruik aandachtig doorlezen!
= Veiligheidsinstructies bij het gebruik van iBOND Self Etch in acht nemen!
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Samenstelling
iBOND Self Etch is een aceton/water oplossing van lichtuithardende methacrylaat-monomeren.

Indicaties

1. Bonding van directe lichtuithardende composietrestauraties (met inbegrip van Polyglas® en
compomeren).

2.Bonding van indirecte restauraties in combinatie met een lichtuithardend composietcement:
keramiek-, Polyglas®- en composietrestauraties (inlays, onlays, veneers, kronen).

3. Sealen van overgevoelige delen van het element.

Opslag

Tijdens het dagelijks gebruik niet boven kamertemperatuur (23°C) bewaren. Wanneer iBOND

Self Etch nog niet is aangebroken (flaconversie), dient het op 4-10°C (40-50°F) in de koelkast

te worden bewaard. De flacon voor het gebruik op kamertemperatuur brengen en kort voor

gebruik schudden. De flacon direct na het gebruik steeds goed afsluiten. Bij verkeerd bewaren

kan het product voortijdig zijn effectiviteit verliezen. Wanneer zich één van de volgende kenmer-

ken voordoet, duidt dit erop dat het materiaal zijn hechtende werking heeft verloren. Het mag

dan niet meer worden toegepast:

e Bij knijpen in de flacon komt er geen vloeistof uit, alhoewel er nog wel materiaal in de flacon
aanwezig is.

¢ Wanneer na het doseren transparante of gelachtig gecoaguleerde deeltjes in de vloeistof zicht-
baar zijn.

e Wanneer het materiaal bij het appliceren met de applicatietip draden trekt.
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Toepassing

1. Bonding van directe lichtuithardende composietrestauraties (met inbegrip van Polyglas® en
compomeren).

1.1. Preparatie

(_;,;__—' iBOND Self Etch niet direct op geéxponeerde pulpa aanbrengen.

e Element met olie- en fluoridevrije pasta reinigen.
e Caviteit volgens de regels van de bondingtechniek prepareren.

® Spoelen met water en drogen met lucht.

¢ Droogleggen van de caviteit (het gebruik van cofferdam wordt dringend aanbevolen).
e Voor zover nodig, onderlaag aanbrengen (bijv. glasionomeercement).

1.2. Doseren

Applicatie vanuit de flacon:

e Flacon voor het openen kort schudden.

iBOND Self Etch in een mengbakje doseren (1 druppel voor kleine caviteiten, 2 druppels voor
grotere caviteiten).

e Flacon direct sluiten.

iBOND Self Etch direct na het doseren (binnen 3 minuten) verwerken.
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Single-dose-applicatie:

Zorg ervoor dat de single dose pas kort voor het gebruik wordt geopend.
Maak een korte draaibeweging met de applicatortip of wegwerpkwastje, wanneer u hiermee de
vloeistof uit de single dose haalt.

1.3. Applicatie

Glazuur voor de applicatie van iBOND Self Etch opruwen. Op onbehandeld glazuur is
ll/:?__' het etsen minder effectief. Op sclerotisch dentine wordt apart etsen met fosforzuur
gedurende 30 s geadviseerd.

Vlak na het doseren met de applicatortip of wegwerpkwastje een royale hoeveelheid iBOND
Self Etch in één laag op het gehele caviteitoppervlak en de rand van de caviteit aanbrengen.
Let erop dat ook de rand van de caviteit voldoende is bedekt met vloeistof.

Na applicatie het adhesief gedurende 20 s onder licht inmasseren laten inwerken. Het inmas-
seren gedurende het inwerken bevordert de demineralisatie en het doordringen. Bondinglaag
tegen contaminatie (bijv. door bloed of speeksel) beschermen.

iBOND Self Etch met olievrije luchtstroom zorgvuldig droogblazen (kan afhankelijk van de
geometrie van de caviteit 5-10 s of langer duren). Het doel is om het oplosmiddel en water
uit de bondinglaag te verdampen zonder de actieve bestanddelen van het tandoppervlak te
verwijderen.
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ﬂ?__' Een te sterke luchtstroom bij het begin van het droogblazen zal de bonding
= wegblazen en kan tot onvoldoende hechting leiden.

* Het oppervlak moet zichtbaar glanzend zijn, zowel na het opbrengen van iBOND Self Etch als
na het verdampen van het oplosmiddel. Zorg ervoor dat het totale caviteitsoppervlak bedekt
is. Wanneer het caviteitsoppervlak niet geheel glanzend lijkt, iBOND Self Etch nogmaals op
de beschreven manier aanbrengen.

e {BOND Self Etch gedurende 20 s met een halogeen- of LED-polymerisatielamp belichten. De
uithardingtijd gaat uit van gebruik van een Heraeus Kulzer Translux® belichtingsapparaat of
een ander dentaal belichtingsapparaat met een vergelijkbare intensitiet (min. 400-500 mW/
cm?). Bij gebruik van plasmalichtapparaten (met een vermogen van meer dan 1200 mW/cm?)
kan de polymerisatietijd tot 8 s worden verminderd.

Een te gering lichtvermogen leidt tot onvoldoende adhesie. Lichtapparaten dienen
ll/? met regelmatige tussenpozen met betrouwbare testapparaten te worden

gecontroleerd. Het lichtuittreedvenster dient bij de polymerisatie zo dicht mogelijk
op het uit te harden oppervlak te worden geplaatst.

e Restauratiemateriaal volgens voorschrift van de fabrikant aanbrengen.
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2. Bonding van indirecte restauraties in combinatie met een lichtuithardend composietcement:
keramiek-, Polyglas®- en composietrestauraties (inlays, onlays, veneers, kronen).
2.1. Voorbehandeling van de restauratie

e Het hechtoppervlak van de indirecte restauratie overeenkomstig de instructies van de fabri-
kant voorbehandelen.

2.2. Dosering en applicatie van iBOND Self Etch

E:;_—' Adhesief voor de applicatie van het composietcement uitharden.

e Te werk gaan zoals onder 1. beschreven.

e Composietcement volgens de instructies van de fabrikant aanbrengen en verwerken. Het com-
posietcement moet na het aanbrengen van de indirecte restauratie altijd volledig met een
polymerisatielamp uitgehard worden.

3. Sealen van overgevoelige delen van het element.

3.1. Reiniging van de tand
e Element met olie- en fluoridevrije polijstpasta reinigen.

3.2. Dosering en applicatie van iBOND Self Etch
o Te werk gaan zoals onder 1. beschreven.
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e Zuurstof geinhibeerde laag na uitharding met de lamp voorzichtig met een in alcohol gedrenkt
wattenstaafje verwijderen.

Bij onvoldoende desensibiliserende werking, iBOND Self Etch nogmaals zoals beschreven aan-

brengen, uitharden en de inhibitielaag met een vochtig wattenstaafje voorzichtig verwijderen.

Veiligheidsinstructies

e Het product is licht ontvlambaar.

Het product kan oogirritaties veroorzaken.

Contact met de ogen vermijden en een goed afsluitende veiligheidsbril dragen.

In uitzonderlijke gevallen is bij personen met bekende allergieén voor ingrediénten van het
product een allergische reactie niet uit te sluiten.

Bevat methacrylaat en aceton.

Belangrljk

e Uit de buurt van kinderen houden.
e De combinatie van iBOND Self Etch met zelfhardend composiet leidt tot een significant
lagere hechtsterkte en wordt daarom afgeraden.
Eugenolhoudende materialen kunnen de polymerisatie van iBOND Self Etch nadelig beinvloe-
den.
iBOND Self Etch na de vervaldatum niet meer gebruiken.
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Verpakkingsvormen
iBOND Self Etch flacon a 4 ml

iBOND Self Etch single-dose a 0,15 ml
Toebehoren
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i BOND s

Produktbeskrivning
iBOND Self Etch ar ett ljushardande sjalvkonditionerande enkomponentadhesiv for anvandning
vid restaurativ tandvard.
Nagon separat konditionering (etsning) av emalj och dentin erfordras inte. (Ytterligare anvéand-
ning av en etsgel pd emalj innan iBOND Self Etch appliceras har emellertid ingen negativ
inverkan pa vidhaftningen.)
iBOND Self Etch har utvecklats for adhesiv fixering av fyllnadsmaterial (t.ex. komposit, kompo-
merer, Polyglas®) till hard tandsubstans. iBOND Self Etch maéjliggér etsning, primning och bon-
ding i en arbetsgang.

Bruksanvisning (&

=

Endast for dentalt bruk. Far inte anvéndas for indikationer respektive
anvandningsomraden som inte namns i denna bruksanvisning.

==

Las igenom bruksanvisningen noga innan produkten anvands!
Beakta sékerhetsanvisningarna vid anvandning av iBOND Self Etch!
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Sammansattning
iBOND Self Etch ar en aceton/vattenbaserad I6sning av metakrylat-monomerer som kan ljushardas.

Indikationer

1. Adhesiv fixering av direkta ljushardande kompositmaterial (inklusive Polyglas® och kompomerer).

2. Adhesiv fixering av indirekta restaurationer i kombination med en ljushardande komposit:
keramik-, Polyglas®- och kompositrestaurationer (inlays, onlays, skalfasader och kronor).

3. Behandling av 6verkansliga tandytor.

Forvaring

Forvaras i rumstemperatur vid hogst (23°C) vid daglig anvandning. O6ppnad férpackning av

iBOND Self Etch (flaska) ska forvaras vid 4-10°C (40-50°F) i kylskap. Lat flaskan uppna rums-

temperatur och skaka den strax fére anvéandning. Férslut flaskan noga omedelbart efter anvand-

ning. Vid felaktig forvaring kan produkten férlora sin effekt i fortid. Om ett av foljande kénne-

tecken intraffar ar det ett tecken pa att materialet har forlorat sin vidhaftande egenskap.

Materialet far da ej anvandas:

e Om man trycker pa flaskan och det inte kommer nagon vitska trots att det finns material
kvar.

e Om transparenta och gelaktiga koagulerade partiklar syns i vatskan.

e Om materialet ser tradigt ut vid applicering med mikropenseln.
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Anvéandning

1. Adhesiv fixering av direkta ljushdrdande kompositmaterial (inklusive Polyglas® och
kompomerer).

1.1. Preparation

25| IBOND Self Etch far inte komma i direkt kontakt med éppen pulpavavnad.

e Rengdr tanden med olje- och fluorfri pasta.

® Preparera kaviteten med adhesiv teknik.

* Spola kaviteten med vatten och torka enligt gdngse regler.

o Torrlagg kaviteten (anvéndning av kofferdam rekommenderas).
o Utfor isolering (t.ex. glasjonomercement) om det behdvs.

1.2. Dosering

Applicering fran flaskan:

o Skaka flaskan latt innan den &ppnas.

e Droppa iBOND Self Etch i ett dappenglas eller liknande (1 droppe for sma kaviteter, 2 droppar
for storre kaviteter).

e Forslut flaskan noga omedelbart efter anvandning.

e {BOND Self Etch ska anvdandas omedelbart efter doseringen (inom 3 minuter).
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Applicering fran Single Dose (engangsdos):

Single Dose ska inte 6ppnas forran strax fore anvandningen.
Ror snabbt i Single Dose-vatskan med applikatorspetsen eller penseln efter att den tagits ut.

1.3. Applicering

Blastra eller slipa emaljen latt fére applicering av iBOND Self Etch. Etsningen blir
cﬁf' inte effektiv pa oslipad emalj. Pa sklerotiskt dentin krévs en separat etsning med
fosforsyra i 30 sekunder.

Omedelbart efter doseringen ska ett skikt med riklig mangd iBOND Self Etch l&ggas pa hela
kavitetsytan och kavitetskanten med applikatorspets eller pensel. Kontrollera att aven kavi-
tetskanten ar téckt med tillrackligt med véatska.

Lat adhesiven verka i 20 sekunder under |4tt agitering. Agitering under verkningstiden framjar
demineraliseringen och diffusionen. Skydda adhesivskiktet mot kontaminering (t.ex. av blod
eller saliv).

Blastra iBOND Self Etch noggrant med oljefri luft (5-10 sekunder eller beroende pé kavite-
tens utseende). Malet &r att anga bort I6sningsmedel och vatten fran adhesivskiktet, utan att
avlagsna de aktiva innehallsamnena fran tandytan.

@;—_. En alltfor kraftig luftstrom fran bérjan av blastringen leder till att bondingen tunnas
ut och kan leda till otillracklig vidhaftning.
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e Ytan maste vara synligt glansande, saval efter appliceringen av iBOND Self Etch som efter
férangningen av I6sningsmedlet. Kontrollera att hela kavitetsytan &r fullstandigt tackt. Om
inte hela kavitetsytan ser glansande ut, appliceras ytterligare ett skikt iBOND Self Etch enligt
beskrivningen.

Polymerisera iBOND Self Etch i 20 sekunder med en halogenlampa eller en LED-lampa.
Heraeus Kulzer Translux® lampa eller en lampa med jamférbar intensitet (minst 400-500
mW/cm?) maste anvandas. Vid anvandning av plasmalampor (med en kapacitet pa mer an
1200 mW/cm?) kan polymerisationstiden minskas med 8 sekunder.

En for lag ljuskapacitet leder till otillracklig adhesion. Lampan bér kontrolleras
l:/:p__' regelbundet med tillférlitliga testapparater. Ljusledarens mynning bér placeras sa
nara resinytan som méjligt vid polymerisationen.

e Applicera fyllnadsmaterial enligt tillverkarens anvisningar.

2. Adhesiv fixering av indirekta restaurationer i kombination med ljushdrdande komposit: kera-
mik-, Polyglas®- och kompositrestaurationer (inlays, onlays, skalfasader och kronor).

2.1. Férbehandling av restaurationen
e Den indirekta restaurationens yta forbehandlas enligt tillverkarens anvisningar.
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2.2. Dosering och applicering av iBOND Self Etch

5| Harda adhesivet fore applicering av kompositer.

e Samma arbetsgang som beskrivs under 1.
e Applicera och bearbeta kompositen enligt tillverkarens anvisningar. Kompositen maste ljus-
hardas fullstandigt efter applicering av den indirekta restaurationen.

3. Behandling av dverkansliga tandytor.

3.1. Rengdring av tanden
e Rengdr tanden med olje- och fluorfri polerpasta.

3.2. Dosering och applicering av iBOND Self Etch

e Samma arbetsgang som beskrivs under 1.

e Avlagsna syreinhibitionsskiktet forsiktigt med en spritindrénkt pellet efter ljushéardning.

Om inte tillracklig desensibiliserande effekt erhallits, upprepas appliceringen av iBOND Self
Etch enligt beskrivningen. Ljushéarda och avlagsna darefter inhibitionsskiktet forsiktigt med en
fuktig pellet.
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Sakerhetsanvisningar

e Produkten ar lattantandlig.

e Produkten kan irritera 6gonen.

¢ | enstaka fall kan man hos personer med kand allergi inte utesluta en allergisk reaktion mot
produktens innehallsamnen.

e |nnehaller metakrylat och aceton.

Sarskilda anvisningar

e Forvaras utom rackhall for barn.

e Kombinationen iBOND Self Etch och sjalvhardande kompositer leder till en signifikant minsk-
ning av vidhaftningen och rekommenderas inte.

e Eugenolhaltiga material kan inverka pa polymerisationen av iBOND Self Etch.

e iBOND Self Etch far inte anvéndas efter angivet utgangsdatum.

Forpackningar

iBOND Self Etch flaska a 4 ml

iBOND Self Etch Single-Dose a 0,15 ml
Tillbehor
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| ‘ B ON D® BTCh Brugsanvisning

Produktbeskrivelse

iBOND Self Etch er en lyshaerdende og selvkonditionerende én-komponent adheesiv til anven-
delse inden for den adhesive, restaurative tandlzegebehandling.

En separat konditionering (atsning) af tandemalje og dentin er ikke pakreevet (supplerende
anvendelse af atsende gel pa tandemaljen inden applicering af iBOND Self Etch vil dog ikke
have negativ indflydelse pa de adhaesive egenskaber).

iBOND Self Etch er udviklet til adhaesiv fiksering af komposit-fyldningsmaterialer (fx. komposit,
kompomerer, Polyglas®) til hard tandsubstans. iBOND Self Etch skaber mulighed for atsning,
priming, bonding og desensibilisering i én arbejdsgang.

ﬂ?__' Kun til brug for tandleeger! Ma ikke benyttes til indikationer eller
= anvendelsesomrader, der ikke er omtalt i denne brugsanvisning.

E::—}—_. Brugsanvisningen bgr lzeses grundigt, inden produktet tages i anvendelse!
Ved anvendelsen af iBOND Self Etch skal sikkerhedsanvisningerne overholdes!
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Sammensatning
iBOND Self Etch er en acetone-vand baseret oplgsning af lysaktivérbare methacrylat-monomerer.

Indikationer

1. Adhaesiv fiksering af direkte lysheerdende kompositmaterialer (inklusive Polyglas® og kompo-
merer).

2. Adhaesiv fiksering af indirekte restaureringer i kombination med en lyshaerdende komposit-
cement. Keramik-, Polyglas®- og kompositrestaureringer (inlays, onlays, facader, kroner).

3. Behandling af fglsom eksponeret dentin.

Opbevaring

| daglig anvendelse méa produktet ikke opbevares over stuetemperatur (23° C). Nar iBOND Self

Etch er uabnet (flaskeversion), skal denne opbevares i kgleskab ved 4-10° C (40-50 °F). Inden

anvendelse skal flasken bringes til stuetemperatur samt rystes fgr brug. Umiddelbart efter

anvendelsen skal flasken altid lukkes teet. Ved uhensigtsmeessig opbevaring kan produktet for

tidligt miste sin effekt. Hvis en af nedenstaende tilstande optreeder, er det tegn pa, at materialet

har mistet sin adhaesionsevne. Det méa da ikke leengere anvendes:

e Selvom der stadig er materiale i flasken, kommer der ikke vaeske ud, nar man trykker pa
den.

e Hvis transparente eller gelagtigt koagulerede partikler er synlige i vaesken efter udtagning.

e Hvis materialet ved applicering med mikropenslen danner trade.
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Anvendelse

1. Adhaesiv fiksering af direkte lyshaerdende kompositmaterialer (inklusive Polyglas® og kompo-
merer).

1.1. Praeparation

5| IBOND Self Etch mé ikke komme i direkte kontakt med &bent pulpavav.

* Renggr tanden med olie- og fluoridfri pasta.

o Preaeparér kaviteten i overensstemmelse med retningslinierne for adheesiv teknik.
* Renggr kaviteten med vandspray og lad den tgrre pa konventionel vis.

o Tgrleeg kaviteten (anvendelse af kofferdam anbefales steerkt).

* Bunddekning appliceres om ngdvendigt (fx glasionomercement).

1.2. Klargpring

Applicering fra flaske:

o Ryst flasken kort, inden den &bnes.

e Dryp iBOND Self Etch ned i skalen (1 drabe til sma kaviteter, 2 draber til stgrre kaviteter).
o Luk derefter flasken omhyggeligt.

e Anvend iBOND Self Etch straks efter klarggringen (inden for 3 minutter).
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Applicering fra Single-Dose:
e Sgrg for, at Single-Dose fgrst dbnes umiddelbart inden anvendelsen.
e Drej applikatorspidsen eller penslen kortvarigt rundt i Single-Dose ved udtagning af vaesken.

1.3. Applicering

Inden applicering af iBOND Self Etch ggres emaljen lidt ru/slibes. Atsprocessen er
c:;_—' mindre effektiv pa uslebet emalje. Pa sklerotisk dentin anbefales en separat a&tsning

med fosforsyre i 30 sek.

* Applicér straks efter klarggringen — ved hjeelp af en applikatorspids eller pensel — i et lag en

rigelig mangde iBOND Self Etch pa hele kavitetsoverfladen og kantomraderne. Vaer opmaerk-
som pa, at ogsé kantomraderne er tilstreekkeligt deekket med vaeske.

Lad adheesivet virke i 20 sek., idet det med lette bevaegelser masseres ind. Denne indgnid-
ning fremmer demineraliseringen og diffusionsprocessen. Beskyt adhasivlaget mod kontami-
nation (fx via blod eller spyt).

Fordel iBOND Self Etch omhyggeligt ved hjaelp af en oliefri luftstram (alt efter kavitetens
stgrrelse kan dette vare 5-10 sek. eller laengere). Malet er at fa oplgsningsmiddel og vand til
at fordampe fra adhasivlaget, uden at de aktive bestanddele fjernes fra tandoverfladen.

‘_“/:—:?—_. En for kraftig luftstrgm i begyndelsen af bleeseprocessen kan medfgre udtynding af
= bonding-materialet, hvilket igen kan bevirke utilstraekkelig adheesion.

66



o Qverfladen skal vaere tydeligt skinnende — bade efter appliceringen af iBOND Self Etch og
efter fordampningen af oplgsningsmidlet. Sgrg for, at hele kavitetsoverfladen er deekket. Hvis
kavitetsoverfladen ikke overalt skinner tydeligt, pafgres — som ovenfor beskrevet — endnu et
lag iBOND Self Etch.

Polymerisér iBOND Self Etch i 20 sek. ved hjeelp af enten halogenlysapparat eller LED-lysap-
parat. Det forudseettes, at der anvendes et Heraeus Kulzer Translux® lysapparat eller et lysap-
parat med tilsvarende lysintensitet (mindst 400-500 mW/cm?). Ved anvendelse af plasmaly-
sapparater (med en kapacitet pa over 1200 mW/cm?) kan polymerisationstiden reduceres til
8 sek.

For ringe lyskapacitet medfgrer utilstraekkelig adhaesion. Lysapparater bgr med
c:;_—' regelmeessige intervaller testes ved hjelp af palidelige testapparater. Ved polymerisa-
tionen skal lysvinduet anbringes sa teet ved plastoverfladen som muligt.

e Restaureringsmaterialet anbringes i overensstemmelse med producentens anvisninger.
2. Adhaesiv fiksering af indirekte restaureringer i kombination med en lyshardende kompositce-
ment: Keramik-, Polyglas®- og kompositrestaureringer (inlays, onlays, facader, kroner).

2.1. Forbehandling af restaureringen
e |ndersiden af den indirekte restaurering forbehandles i overensstemmelse med producentens
anvisninger.
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2.2. Klarggring og applicering af iBOND Self Etch

;/_y__—' Adhasiven skal vaere hardet, inden kompositcementen appliceres.

e Fremgangsmade som beskrevet under punkt 1.

e Kompositcementen appliceres og bearbejdes i overensstemmelse med producentens anvis-
ninger. Efter anbringelsen af den indirekte restaurering skal kompositcementen lyshardes
totalt.

3. Behandling af overfglsomme tandomrader.

3.1. Renggring af tanden
* Renggr tanden med olie- og fluoridfri polerpasta.

3.2. Klarggring og applicering af iBOND Self Etch

o Fremgangsmade som beskrevet under punkt 1.

o Efter lyshaerdningen fjernes ilt-inhibitonslaget forsigtigt ved hjeelp af en alkoholvaedet pellet.
Hvis den desensibiliserende effekt viser sig at vaere utilstraekkelig, appliceres iBOND Self Etch
endnu en gang — som ovenfor beskrevet — og belyses. Inhibitionslaget fjernes forsigtigt med en
fugtig pellet.
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Sikkerhedsanvisninger

e Produktet er letanteendeligt.

e Produktet kan irritere gjnene.

¢ | enkelte tilfaelde kan der hos personer med kendt allergi over for produktets indholdsstoffer
ikke udelukkes allergiske reaktioner.

¢ |ndeholder methacrylat og acetone.

Specielle bemaerkninger

* Bgr opbevares utilgangeligt for bgrn.

e Kombinationen af iBOND Self Etch med selvhardende kompositter medfgrer en markant
reduktion af adhaesionsevnen, og kan derfor ikke anbefales.

e Eugenolieholdige materialer kan pavirke polymerisationen af iBOND Self Etch negativt.

e iBOND Self Etch mé& ikke anvendes efter holdbarhedsdatoens udlgb.

Leveringsenheder

iBOND Self Etch flaske a 4 ml

iBOND Self Etch Single-Dose a 0,15 ml
Tilbehgr
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i BOND s

Produktbeskrivelse
iBOND Self Etch er et lysherdende, selvetsende enkomponent adhesiv til bruk i adhesiv, restau-
rativ tannmedisin.
Det kreves ingen separat forbehandling (etsing) av emalje og dentin (men en bruk av etsegel i
tillegg pa emaljen fgr applisering av iBOND Self Etch vil heller ikke ha en negativ virkning pa
adhesjonsstyrken).
iBOND Self Etch er utviklet for adhesiv bonding av kompositt-fyllingsmaterialer (f.eks. kompo-
sitt, kompomerer, Polyglas®) pa den harde tannsubstansen. iBOND Self Etch gjgr det mulig &
etse, prime, bonde og desensibilisere i ett arbeidsskritt.

Bruksveiledning (™

=

Skal kun brukes av tannleger. Skal ikke brukes til indikasjoner eller bruksomrader
som ikke er nevnt i denne bruksanvisningen.

==

Les ngye gjennom bruksanvisningen fgr bruk!
Fplg sikkerhetsinstruksene under bruken av iBOND Self Etch!
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Sammensetning
iBOND Self Etch er en aceton-/vannbasert opplgsning av lysaktiverbare metakrylatmonomerer.

Indikasjoner

1. Adhesivt feste av direkte lysherdende komposittmaterialer (herunder ogsé Polyglas® og kom-
pomerer).

2. Adhesiv bonding av indirekte restaurasjoner i kombinasjon med lysherdende komposittse-
ment: Keramikk-, Polyglas®- og komposittrestaurasjoner (inlays, onlays, veneers, kroner).

3. Behandling av overgmfintlige tannomrader.

Oppbevaring

Under den daglige bruk ma ikke produktet oppbevares over romtemperatur (23°C). Sa lenge

iBOND Self Etch ikke er apnet enda (flaskeversjon), ma det oppbevares i kjgleskap ved 4-10°C

(40-50°F). Varm flasken opp til romtemperatur fgr bruk, og ryst den like fgr bruk. Flasken ma

lukkes tett igjen umiddelbart etter bruk. Ved ikke forskriftsmessig oppbevaring kan produktet

tape sin effektivitet fgr tiden. Dersom et av de fglgende karakteristika oppstar, er det en indika-

sjon pa at materialet har tapt sin adhesive virkning. Produktet ma da ikke lenger brukes.

e Det er ikke mulig & fa vaeske ut av flasken, pa tross av at man trykker pa den, selv om det
fortsatt finnes materiale i flasken.

e Dersom det finnes synlige transparente eller gelaktige koagulerte partikler i vaesken etter
fremlegging.

e Det ma ikke trekkes trader nar materialet appliseres med mikropensel.
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Bruk

1. Adhesivt feste av direkte lysherdende komposittmaterialer (herunder ogsa Polyglas® og kom-
pomerer).

1.1. Preparering

(_;,;__—' Ikke la iBOND Self Etch komme i direkte kontakt med pulpavev som er lagt apent.

® Rengjgr tannen med pasta som er fri for olje og fluorid.

e Preparer kaviteten i samsvar med reglene som gjelder for adhesiv teknikk.

® Rengjgr kaviteten med vannspray og tgrk den pa konvensjonell méate.

o Tgrrlegg kaviteten (det anbefales sterkt a bruke kofferdam).

e Opprett en underfylling (f.eks. glassionomersement) dersom det er ngdvendig.

1.2. Uttak fra beholder

Applisering fra flaske:

o Ryst flasken kort fgr du apner den.

e Drypp iBOND Self Etch i uttaksskalen (1 drape for sma kaviteter, 2 draper for store kaviteter).
o Lukk omgéaende flasken forsvarlig igjen.

e iBOND Self Etch skal brukes umiddelbart etter at det er tatt ut av beholderen (innen 3 minutter).
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Applisering fra Single Dose-forpakning:

Sgrg for at Single Dose-forpakningen ikke apnes fgr like fgr bruk.
Drei applikatorspissen eller penselen kort i Single Dose-forpakningen nar du tar ut veesken.

1.3. Applisering

Ru opp eller slip lett emaljen fgr du appliserer iBOND Self Etch. Etseprosessen er
c:;_—' mindre effektiv pa uslipt emalje. Pa sklerotisk dentin anbefales det a utfgre en

separat etsing i 30 sekunder med fosforsyre.

Umiddelbart etter at produktet er tatt ut av forpakningen, appliseres en rikelig mengde av
iBOND Self Etch ved hjelp av applikatorspiss eller pensel i et sjikt over hele kavitetens over-
flate og kavitetskanten. Kontroller at ogsa kavitetskanten er dekket med tilstrekkelig vaeske.
La adhesivet virke i 20 sekunder mens du masserer det lett inn. Nar det masseres inn i Igpet
av virketiden, fremmes demineraliseringen og diffusjonsprosessene. Beskytt det adhesive
sjiktet mot kontaminasjon (f.eks. av blod eller spytt).

Blas iBOND Self Etch omhyggelig tgrt med en luftstrgm som er fri for olje (kan ta 5-10 sek-
under eller mer, alt etter kavitetens geometri). Malet er & dampe bort Igsemidlet og vannet fra
det adhesive sjiktet, uten at de aktive bestanddelene av adhesivet fjernes fra tannoverflaten.

ll/:_}__' En for sterk luftstrgm til & begynne med under blasingen fgrer til at bondingen
= tynnes ut, hvilket igjen kan fgre til utilstrekkelig adhesjon.
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o Qverflaten ma vaere synlig glinsende, bade etter at iBOND Self Etch er applisert, og etter at
Igsemidlet har fordampet. Det ma kontrolleres at hele kavitetens overflate er dekket fullsten-
dig. Dersom ikke hele kavitetens overflate synes & veere glinsende, méa iBOND Self Etch
appliseres en gang til i samsvar med beskrivelsen over.

Polymeriser iBOND Self Etch i 20 sekunder med halogenlampe eller LED-herdelampe. Det
forutsettes at det brukes en Heraeus Kulzer Translux® herdelampe eller en annen herdelampe
med tilsvarende intensitet (min. 400-500 mW/cm?). Ved bruk av plasmalamper (med en
effekt pa mer enn 1200 mW/cm?) kan polymerisasjonstiden reduseres til 8 sekunder.

En for lav lyseffekt fgrer til utilstrekkelig adhesjon. Herdelampene bgr med jevne
|j:p_—' mellomrom kontrolleres med palitelige testapparater. Under polymerisasjonen bgr
lysutgangsvinduet plasseres sa nar kunststoffoverflaten som mulig.

* Fgr restaurasjonsmaterialet inn i kaviteten i samsvar med produsentens opplysninger.

2. Adhesiv bonding av indirekte restaureringer i kombinasjon med lysherdende komposittse-
ment: Keramikk-, Polyglas®- og komposittrestaurasjoner (inlays, onlays, veneers, kroner).

2.1. Forbehandling av r

e Forbindelsesflaten til den lndlrekte restaurasjonen skal forbehandles i samsvar med produ-
sentens opplysninger.
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2.2. Uttak og applisering av iBOND Self Etch

;/_;J__—' La adhesivet gjennomherdes fgr komposittsementen appliseres.

* Fremgangsmate som beskrevet under 1.
e Appliser og bearbeid komposittsementen i samsvar med produsentens opplysninger. Kompo-
sittsementen ma lysherdes fullstendig etter at den indirekte restaurasjonen er satt inn.

3. Behandling av overgmfintlige tannomrader.

3.1. Rengjgring av tannen
e Rengjgr tannen med polerpasta som er fri for olje og fluorid.

3.2. Uttak og applisering av iBOND Self Etch

e Fremgangsmate som beskrevet under 1.

e Fjern etter lysherdingen sjiktet som er inhibert med oksygen, forsiktig med en pellet som er
fuktet med alkohol.

Dersom den desensibiliserende virkningen ikke er tilstrekkelig, ma iBOND Self Etch appliseres

en gang til i samsvar med beskrivelsen, og deretter ma det inhiberende sjiktet fjernes forsiktig

med en fuktig pellet.
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Sikkerhetsinstrukser

e Produktet er lett antennelig.

e Produktet kan ha irriterende virkning pa gynene.

o Allergiske reaksjoner kan ikke utelukkes i enkelte tilfeller hos personer med kjent allergi mot
produktets innholdsstoffer.

¢ |nneholder metakrylat og aceton.

Spesielle merknader

e Skal holdes utilgjengelig for barn.

e En kombinasjon av iBOND Self Etch og selvherdende kompositt fgrer til signifikant reduksjon
av adhesjonsstyrken og anbefales derfor ikke.

Eugenolholdige materialer kan ha negativ effekt pa polymerisasjonen av iBOND Self Etch.
iBOND Self Etch skal ikke brukes etter utlgpsdatoen.

Pakningsstgrrelser

iBOND Self Etch flaske a 4 ml

iBOND Self Etch Single-Dose a 0,15 ml
Tilbehgr
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I ‘ BoND s Kayttsohje G

Tuotekuvaus

iBOND Self Etch on valokovettuva, itse-etsaava, yksikomponenttinen sidosaine adhesiiviseen ja
korjaavaan hammashoitoon.

Erillista kiilteen ja dentiinin happoesikasittelya ei tarvita. Etsausgeelin kaytto kiilteessa ennen
iBOND Self Etch -sidosaineen levittdmista ei kuitenkaan heikenné sidoslujuutta.

iBOND Self Etch on kehitetty sidostamaan yhdistelmémuoveja, kompomeereja ja Polyglas®-
resiineja hammasrakenteeseen. iBOND Self Etch mahdollistaa samanaikaisen etsauksen, esikéa-
sittelyn, sidostuksen ja desensitoinnin.

==

Vain hammaslaaketieteelliseen kayttoon. Ei saa kayttaa kayttéaiheisiin eika kayttotar-
koituksiin, joita ei mainita tassa kayttdohjeessa.

=

Lue kayttoohje huolellisesti ennen kayttoa.
Noudata turvallisuusohjeita iBOND Self Etch -sidosaineen kayton yhteydessa.
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Koostumus
iBOND Self Etch on valolla aktivoitavien metakrylaattimonomeerien asetoni- ja vesipohjainen
liuos.

Kayttoaiheet

1. Suorien valokovettuvien yhdistelmamuovitaytteiden sidostus (Polyglas® ja kompomeerit
mukaan luettuina).

2. Epésuorien taytteiden adhesiivinen kiinnitys yhdessa valokovetteisen kiinnityskomposiitin
kanssa: keramia, Polyglas® ja yhdistelmamuoviset taytteet (inlayt, onlayt, laminaatit, kruunut).

3. Yliherkkien hammaspintojen hoito.

Sailytys

Séilyté jokapaivaisen kayton aikana korkeintaan huoneenlammadssa (23 °C). Sailyta avaamatonta

iBOND Self Etch -pulloa jaédkaapissa 4-10°C:n (40-50 °F) lampétilassa. Anna pullon [dmmeta

huoneenlampédén ennen kéyttda ja ravista sitd hieman ennen kéyttéa. Sulje pullo aina tiiviisti

valittomasti kayton jalkeen. Tuotteen teho voi heiketd, mikali sita sailytetaan asiattomalla

tavalla. Seuraavat merkit ovat osoitus siité, ettd materiaalin sidoslujuus on heikentynyt. Sidosai-

netta ei télloin saa enaa kayttaa.

* Pullosta ei tule nestettd puristamisesta huolimatta, vaikka pullossa on vield materiaalia.

e Maljaan puristetussa nesteessa nakyy lapinakyvia tai geelimaisesti koaguloituneita hiukka-
sia.

o Materiaali vaikuttaa tahmealta mikrosiveltimella levitettdessa.
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Kaytts

1. Suorien valokovettuvien yhdistelmamuovitdytteiden sidostus (Polyglas® ja kompomeerit
mukaan luettuina).

1.1. Valmistelu

(_;,;__—' Ala kayta iBOND Self Etch -sidosainetta suoraan paljastuneen pulpan paalle.

* Hammas puhdistetaan tahnalla, joka ei sisalla ¢ljya eika fluoridia.
o Kaviteetti preparoidaan sidostekniikan mukaisesti.

o Kaviteetti huuhdellaan vesisuihkeella ja kuivataan ilmalla.

o Kaviteetti eristetédan (kofferdamin kaytté on erittain suositeltavaa).
e Tarvittaessa valmistetaan alustayte (esim. lasi-ionomeerisementti).

1.2. Annostelu

Annostelu pullosta:

e Pulloa ravistetaan lyhyesti ennen avausta.

e iBOND Self Etch annostellaan maljaan (yksi pisara pienille kaviteeteille ja kaksi pisaraa suu-
remmille kaviteeteille).

Pullo suljetaan tiiviisti heti annostelun jalkeen.

iBOND Self Etch -sidosaine kaytetaan valittomasti annostelun jalkeen (kolmen minuutin kulu-
essa).
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Yksittaisannoksen annostelu:

Varmista, ettd yksittaisannos avataan vasta juuri ennen kayttoa.
Nestettd otetaan kastamalla annostelijan karki tai sivellin lyhyesti yksittédisannokseen.

1.3. iBOND Self Etch -sidosaineen annostelu

Preparoi tai karhenna kiille ennen iBOND Self Etch -sidosaineen annostelua.
55| Etsauksen teho heikkenee kasittelemattomassa kiilteessa. Skleroottista dentiinia
on etsattava erikseen fosforihapolla 30 sekunnin ajan.

Valittomasti materiaalin maljaan annostelun jélkeen iBOND Self Etch -sidosainetta levitetaan
annostelijan karjella tai siveltimella runsas kerros kaviteetin koko pinnalle ja reunoille. Var-
mista, ettd myos kaviteetin reuna on riittavasti nesteen peittama.

Sidosaineen annetaan vaikuttaa 20 sekuntia kevyesti hieromalla. Kevyt hieronta aineen vai-
kutuksen aikana saattaa parantaa demineralisoitumista seka diffundoitumista. Sidoskerrosta
on suojattava kontaminoitumiselta (esim. veri ja sylki).

iBOND Self Etch levitetdan huolellisesti 6ljyttémalla ilmavirralla (saattaa kaviteetin geometri-
asta riippuen kestad 5-10 sekuntia tai kauemmin). Tavoitteena on haihduttaa sidoskerrok-
sesta liuotinaine ja vesi poistamatta aktiivisia aineosia hampaanpinnasta.

‘_“/:—:?—_. Liian voimakas ilmavirta aiheuttaa sidoksen ohenemisen ja siten riittamattoman
= sitoutumisen.
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Pinnan on oltava nakyvén kiiltava sekd iBOND Self Etch -sidosaineen levittamisen etta liuoti-
naineen haihduttamisen jalkeen. Koko kaviteetin pinta on ehdottomasti peitettava. Mikali
kaviteetin pinta ei naytad kauttaaltaan kiiltdvalta, iBOND Self Etch -kerroksia on lisattéva
ohjeen mukaisesti.

iBOND Self Etch -sidosainetta polymeroidaan halogeenivalolaitteella tai LED-valolaitteella 20
sekuntia. Taméa edellyttaa Heraeus Kulzer Translux® -valolaitteen tai vastaavan yhta voimak-
kaan (vahint. 400-500 mW/cm?) kayttoa. Kayttamalla plasmavalolaitteita (joiden teho on yli
1200 mW/cm?) polymerointiaika voidaan lyhentad 8 sekuntiin.

Jos valonteho on liian heikko, sidoksesta ei tule kyllin hyva. Valolaitteet tulee
25| tarkistaa saannéllisin valiajoin luotettavilla testilaitteilla. Valon ulostuloikkuna tulisi
sijoittaa polymeroinnin aikana mahdollisimman lahelle taytteen pintaa.

o Taytemateriaali asetetaan paikoilleen valmistajan ohjeiden mukaisesti.

2. Epasuorien tdytteiden adhesiivinen kiinnitys yhdessa valokovetteisen kiinnityskomposiitin
kanssa: keramia, Polyglas® ja yhdistelmdmuoviset tdytteet (inlayt, onlayt, laminaatit, kruu-
nut).

2.1. Taytteen esikasittely

e Epasuoran téaytteen kiinnityspinta esikasitellaan valmistajan ohjeiden mukaisesti.
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2.2. iBOND Self Etch -sidosaineen annostelu ja kdytto

25| Sidosaine on valokovetettava ennen kiinnityssementin annostelua.

* Menettely kohdan 1. mukaan.
e Kayta kiinnityskomposiittia valmistajan antamien ohjeiden mukaan. Kiinnityskomposiitti on
kovetettava taydellisesti valossa epasuoran taytteen paikalleen viemisen jalkeen.

3. Yliherkkien hammaspintojen hoito.

3.1. Hampaan puhdistus
e Hammas puhdistetaan kiillotustahnalla, joka ei siséllé 6ljya eika fluoridia.

3.2. iBOND Self Etch -sidosaineen annostelu ja kdytté

e Menettely kohdan 1. mukaan.

e Happi-inhibitiokerros poistetaan valokovetuksen jalkeen varovasti alkoholiin kostutetulla pel-
letilla.

Mikéali desensitoinnin vaikutus ei ole riittava, iBOND Self Etch -sidosainetta levitetdan edella

kuvatulla tavalla viela lisaa, se valokovetetaan ja happi-inhibitiokerros poistetaan varovasti kos-

tealla pelletilla.
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Turvallisuusohjeet

o Tuote on herkasti syttyvaa.

e Tuote voi arsyttaa silmia.

o Yksittaistapauksissa ei voida sulkea pois allergisia reaktioita henkil6illa, joilla tiedetaan ole-
van allergia tuotteen jollekin ainesosalle.

o Sisaltaa metakrylaattia ja asetonia.

Erityisia ohjeita

* Pidettava poissa lasten ulottuvilta.

e iBond Self Etch -sidosaineen ja itsekovettuvien yhdistelméamuovien yhdistelma heikentaa
sidosta huomattavasti, minka vuoksi sité ei suositella.

e FEugenolia sisaltavat materiaalit voivat heikentaa iBOND Self Etch -sidosaineen polymeroitu-
mista.

e {BOND Self Etch -sidosainetta ei saa kayttaa viimeisen kayttopaivamaaran jalkeen.

Pakkauskoot

4 ml:n iBOND Self Etch -pullo

0,15 ml:n iBOND Self Etch -yksittaisannos
Lisatarvikkeet
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° ®
I ‘ BoND i MAnpogopieg xpriong

MNeprypagn mpoidvtog

To iBOND Self Etch givat évag @wTomoAUHEPI{OHEVOG GUYKOANTIKOG/ASPOTOINTIKOG TIapAyovTag
£VOG OUOTATIKOU, YO XPHiON O CUYKOMOUUEVEG QTTOKATACTAOELG.

Agv anateital EexwploTr mpogpyacia (adpomoinon) yla tnv adapavtivn Kat Tnv odovTtivn (wotdoo,
n mpoobetn xprion (eh adpomoinong otnv adapavtivn, Tptv TNV epappoyn Tou iBOND Self Etch Sev
emnpealel apvNTIKA TV avToxH TNG CUYKOANNONG).

To iBOND Self Etch avanmtuxbnke yla T ouykOAnon oUVOeTwY LAIKWV TARPWONG (TL.X. PNTIVQVY,
GUHTTONUHEPWY, LAIKWV Polyglas’) pe tnv odovTtikr em@aveia. To iBOND Self Etch emtpénet n &ia-
Bpwon (etching), Tnv mpwtn emiotpwon (priming), Tn cuykdAnon (bonding) kat Tnv amevaicdnTo-
Toinon o€ pia @don epyaciag.

‘:/F Movo yla oSovTiatpikn xprion. Na pnv xpnotgomoleital yia evOeielg ) ToHE(G epappoyeig
= mou Sev avagépovtal oTiG TapoUoeg odnyieg Xpriong.

d:_‘:?—_i AwoPAoTe MPOoeKTIKA TIG 08nyieg Xpriong mptv t xprion!
= Tnpeite Tic umodeifeig aopaleiag katd Tn xprion Tou iIBOND Self Etch!
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TUvBeon
To iBOND Self Etch ivat éva SidAupa aketovnG-vepol amd QWTOEVEPYOTTOIOUHEVA UEBAKPUAIKA
Hovouepn.

Evdeigeic

. ZUYKOMNON AUECWV ATTOKATAOTACEWY GWTOMOAUHEPI{OHEVWY CUVOETWY PNTIVWV (CUMTTEPIAAU-
Bavopévou Polyglas’ kat GupmoAUPEPWV).

. ZUYKOMNON €UPECWY QTTOKATAOTACEWY OE OUVSUAOUO HE QwTomoAupepI{Opevn pNTvidn
OUYKOAANTIKT OUGIa: OTTOKATACTACEI ATTO KEPAMIKO UAIKO, Polyglas’ kat cUvOeTeg pntiveg (évBeta,
eMévOeTa, OYELG, OTEQPAVEC).

3. Ogparmneia UTTEPEVAICONTWY TUNUATWY TWV SOVTIWV.

N

Amobrikevon

Katd t Sidpketa T Kabnpepvig Xpriong va pnv anobnkevetal og Beppokpacieg uPnAdtepeg amd
™ Beppokpacia dwuatiov (23 °C). Otav To iIBOND Self Etch dev éxel akopn avoiytei (@1dAn), mpémetva
@uANdooetal oto Yuyeio, oe Beppokpacia 4-10°C (40-50 °F). Mptv Tn Xpron, EMaVAQEPETE TN GLAAN O
Beppokpacia Swuatiou kat avakivoTe Aiyo Tiptv Tn xprion. KAeivete TavToTe oTeyava T QIAAN, apé-
OWE HETA TN XPrON. Z€ MEPIMTWOoN akaTAANANG amoBrKeuong, To IPOIOV evEéxeTal va XAoel Tpdwpa
TNV amoTEAEOHATIKOTNTA Tou. EQv epgpavioTei kamolo amod ta akohouba XapaKTnpIoTIKA, QUTO OmoTE-
el évbel€n OTL To UNIKO €XeL XATEL T CUYKOAMNTIKY Tou Spdon. Aev eMTPEMETAL N TIEPAITEPW XPHON
Tou otav:

® To uypo Sev eépyetal amod ™ QIAAN, AKOUN Kal av Tnv MECETE, av Kal akohouBei va umdapyet

UAIKO péoa o€ auTh.
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o O1otaydveg mou e€€pyovtal egpavifouvv Stagavr) popla 1 TypEVA Hopla o€ Hop@r (ENE.
o 'Otav TO UNKO KOTA TNV EQAPHOYN HE TO HIKPO TIVENO oxnuaTtilel iveg.

E@appoyn
1. ZUYKOAANON GUECWV ATTOKATAOTACEWV PWTOMOAUHEPI{OPEVWV CUVOETWY PNTIVWV (CUpMEPL-
Aappavopévou Polyglas® kat GupmoAupepwv).

1.1. [lpoetoipaocia

I:E;__' Amo@UyeTe TnV dueon emaen tou iIBOND Self Etch pe ekteBeipévo moAgo.

KaBapiote 1o §6vTi pe mdota mou Sev mepiéxet Aadt iy pBopto.

MPOETOIHACTE TNV KOINOTNTA CUPPWVA E TOUG KAVOVES TNG TEXVIKNG CUYKOANONG.
KaBapiote tnv kootnTa Yekalovtag He VEPO KAl OTEYVWOTE PUOWVTAG LE AEPA.
ATTOHOVWOTE TNV KOINOTNTA (CUVICTATAL N XPON AMOHOVWTAPA).

AnpioupynoTe ouSETEPO OTPWHA, EQV XpeIdleTal (M. X. pe VAAOIOVOHEPT) KOVia).

1.2. Eneéepyacia

E@appoyn amo t @iain:

® AvOKIVAOTE yia Aiyo Tn @IdAn, mpotoU Tnv avoigete.

o Apnote 10 iBOND Self Etch va otaget péoa og éva afadég Soxeio (1 otaydva yia HKpEG KOINOTNTES,
2 OTAYOVEG YIa MEYANUTEPEG KOINOTNTEC).
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® ZavakAEiOTE APEOWE TN PIANN.

Xpnotponomote 1o iBOND Self Etch apéowg petd v agaipeon amé tn @Lain (evtdg 3 Aemtwv).

E@appoyn amo 1o Single Dose (@uotyya piag §6onc):

1

Awo@alioTe 611 n @Uotyya Single Dose avoiyetat Aiyo mpv Tn xprion.
Katd t Ay tou uypoU meptotpéPte yia Aiyo to Buopa BapBakog i o mvélo péoa otn euotyya
Single Dose.

.3. Egappoyn

Mpwv v epappoyr tou iIBOND Self Etch tpoyiote ehappd tnv adapavtivn.

E::—}—_. H adpomoinon/cuykoAnon Sev éxel To eMBUUNTO AmOTENECHA av Sev £XEl TPOXIOOEL
= n adapavtivn. e okANPWTIKK oSovTivn, cuviotdtal exwploTh SidBpwon e WOoPOPIKO

o0&V yla 30 SeutepolenTa.

Apéowg petd tnv enefepyaaia, emaleiPte pe éva Buopa Baupakog i éva mvélo pia otpwon iBOND
Self Etch og apBovn moodTNTa 6 OAGKANPN TNV EMPAVEIA TNG KOINOTNTAG. DPOVTIOTE WOTE Kal Ol
TOPUPEG TNG KOINGTNTAG VA KAAUTITOVTAL EMAPKWE HE LYPO.

A@r|oTe To CUYKOMNTIKO UAIKO va Spdoet yia 20 Seutepolenta, paldooovtag ehagpd. H pdhaén
katd tn Sidpkela TG emidpaong BeAtivel Tnv amopetdMwon kat tn Stadikaoia Siayxvuong. Mpo-
OTATEYPTE TN OTPWON TOU OUYKOMNTIKOU UNIKOU ammd evdexdpevn poluvon (m. x. amd aipa 1
o).
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o Quorniéte mpooekTikd To iIBOND Self Etch pe aépa xwpig Addt (avdloya He TI S100TACEIG TNG KOING-
ntag, auto pnopei va Slapkéael 5-10 Seutepolernta). TKomoG gival ) e€Ation Tou S1aAUTn Kat Tou
VEPOU amd TO OTPWHA GUYKOANNTIKOU UAIKOU, XwpiG va amopakpuvBouv Ta VEpYd CUCTATIKA amd
v em@dvela tou Sovtiou.

‘;/F MoAv Suvatod otéyvwua pe aépa otnv apxn Tng dtadikaciag mpokahei xaAdpwon Tng
= 0oUVSEONG Kal UImopPE( val 08Ny o€l Og QVEMAPKN CUYKOAANGN.

* Hem@advela mpémel va aivetal 6Tt yuahilel, 1600 petd Ty emdhewn tou iBOND Self Etch, 600 kat
HETA TNV €€dTHIoN Tou StaAuTn. Mpémet va Stacpaliletal n mARENG emMKAANUYN OAOKANPNG TNG EMMI-
@AVELAG TNG KONOTNTAG. Av N em@dvela TNG KoNdTNTag Sev yualilel IKavoTToINTIKY, EMOAEPTE
€ava iBOND Self Etch, pe Tov Tpdmo mMOU TTEPIYPAPNKE.

MoAupepiote o iIBOND Self Etch yia 20 SeutepONenTa pe pia GUOKEUT AAOYOVOU 1) GUCKELH GWTO-
moAupepIopol LED. Ot xpdvol @wTomoAUHEPIOHOU TIOU avagépovtal TPoUmoBéTouy Tn xprion
ouokeung Translux” tng Heraeus Kulzer fj piag owteviig myng ouykpiotung évtaong (touhdyiotov
400-500 mW/cm?). Katd Tn Xprion OUCKEUWY QWTOTTOAUHEPIOHOU TTAAOHATOG (HE amddoon Heya-
A0TEPN Twv 1200 MW/cm?) 0 Xpdvog TOAUHEPIOHOU UTTOPE( va LEIWOET o€ 8 SeutepONemTa.

MOAU pIKPH €VTaon QWTOC EXEL WG ATTOTENECHA AVETTAPKT) CUYKOAANGN. Ot QWTEIVEG TTNYEC
d:_‘:?—_i TIPETEL va ENEyXovTal PE a&IOTIIOTEG GUOKEVEG SOKIUNG OE TAKTA XPoviKd Staotrpata. To

= mapabupo e£650L QWTOC TIPETEL va BpioKETAL KATA TOV TTOAUHEPIOUS 600 To SuvaTov o
KOVTA OTnV €MpAavela Tou Sovtiou.

o XPNOILOTOIOTE TO LAIKO AmOKATAGTAONG CUHPWVA LE TIC 08Nnyie TOU KATAOKEUAOTH).
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2. ZUYKOAANON £MUECWV ATTOKATAOTACEWV GE GUVSUOOHMO ME QWTOMOAUMEPI{OMEVN PNTIVWSN
GUYKOAMNTIKI] OUCia: amOKATACTACE amd KEPAUIKO UAIKG, Polyglas’ kat ouvOsteg pnrtiveg
(évBeta, emévOEeTQ, OYPEIG, OTEPAVEC).

2.1. [posmeepyacia n¢ amokardotaong
® [POETOINAOTE TNV TPOG CUYKOAANON EMPAVELD TNG EUHECNG ATTOKATAOTAONG CUHPWVA HE TIG 0dN-
YiEG TOU KATAOKEVAOTH.

2.2. Enme€epyaoia kal epapuoyrj tov iBOND Self Etch

liz;;__' MoAupepioTe To CUYKOANTIKO UNIKO TIPV TNV EQAPHOYN TNG pNTIVSoUG Koviag.

e EvepynoTe OTIWG TEPLYPAPNKE OTO ONpEio 1.

® XPNOIUOTIOOTE KAl EMEEEPYATTEITE TN PNTIVWSEN CUYKOANNTIKH KOVia CUM@WVA LE TIC 08NnYieg Tou
KATAOKELAOTH. META TNV €loaywyn TNG EUUEONG AMOKATAOTAONG, N PNTIVWENG CUYKOMNTIKN
Kovia TTpémel va @wTtomoAuuepileTal MANPWC.

3. Oepansia UTTEPELAICONTWVY TUNHATWY TWV SOVTIWV.

3.1. KaBapioudég tou Sovtiol
o KaBapiote 1o §6vTI pe maota oTiABwong mou Sev mepiéxel Aadt iy @Odpto.
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3.2. Emeepyacia kai pappoyrj tou iBOND Self Etch

e EvepynoTe OTIWG TEPLYPAPNKE OTO Onpeio 1.

® META TO PWTOTTOAUHEPIOHO, ATTOUAKPUVETE TIPOCEKTIKA TO AMOAUHEPIOTO OTPWHA HE éva Buopa
BAuBakog eUMOTIOUEVO PE OVOTIVELHA.

Y& mepimtwon mou n §pdon amevaioOnTomoinong Sev €ival IKAVOTIOINTIKY, EMAAEIPTE aKOpA pia

®opd iIBOND Self Etch pe tov 1pomo mou meptypd@nke, @WTOMTOAUHEPIOTE KAl AMTOUAKPUVETE TTPOCE-

KTIKA TO QTTOAUMEPIOTO OTPWHA HE €Va LYPO Buoua BapBakog.

Ynodei€eic acpaleiog

® To mpoidv givat EVPAEKTO

® To mpoidv eVOEKETAL VA TIPOKAAEDEL EPEOIOHO TWV HATIWV.

® T& UEPOVWHEVEG TIEPITTWOELG SV UMOPE( VO AMOKAEIOTEL N EPPAVION AANEPYIKWY aVTISPACEWY OE
ATOHA HE YVWOTEG AANEPYIEC OTA CUCTATIKA TOU TTPOIOVTOG.

o [lepiéxel LEBAKPUAIKA Kal OKETOVN.

Ei81ké umrodeifeig

e Na @uAdooetal pakptd amoé madid.

* O ouvduaopdg tou iBOND Self Etch pe automohupept{Opeva GUVOETIKA UNKAE TIPOKAAE ONHAVTIKN
Heiwon TNG avVTOXNE TNG CUYKOAANONG KAl WG €K TOUTOU S€V oLVIOTATAL

® YAIKA TTOU TIEPIEXOUV EVYEVOAN UTTOPOUV VA ETTNPEACOLV APVNTIKA TOV TTOAUUEPIOUS Tou iIBOND
Self Etch.

* Mnv xpnotporoteite To iBOND Self Etch petd tnv nuepopnvia Ajéng.
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JUOKevaoieg

®18An iBOND Self Etch twv 4 ml

®uotyya piag §6on¢ iBOND Self Etch Single-Dose twv 0,15 ml
E€aptnpa
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i ‘ B (@) N D® BTCh Sposéb uzycia

Opis produktu

iBOND Self Etch jest $wiattoutwardzalnym, samowytrawiajacym, jednosktadnikowym systemem
taczacym do zastosowania w adhezyjnej technice wypetniania ubytkéw.

Nie wymaga oddzielnego kondycjonowania (wytrawiania) szkliwa i zgbiny (dodatkowe zastosowa-
nie zelu wytrawiajacego szkliwo przed natozeniem na niego iBOND Self Etch nie wptywa jednak
negatywnie na site wiazania).

iBOND Self Etch przeznaczony jest do mocowania adhezyjnego kompozytowych materiatéw
wypetnieniowych (np. kompozyt, kompomer, Polyglas®) do twardych tkanek zgba. iBOND Self
Etch umozliwia jednoczesne wytrawianie, zastosowanie primera, bondu i leczenie nadwrazliwo-
sci.

E::—}—_. Wytacznie do uzytku stomatologicznego. Nie stosowa¢ do leczenia objawéw lub
= w innych obszarach zastosowania, ktére nie zostaty wymienione w instrukcji uzycia.

I;/?}__' Przed zastosowaniem nalezy doktadnie przeczyta¢ instrukcje uzycia!
~ Przestrzega¢ warunkéw bezpieczenstwa podczas stosowania iBOND Self Etch!
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Sktad
iBOND Self Etch jest roztworem uaktywnianych pod wptywem $wiatta monomeréw metakrylanu
metylu posiadajacym w swoim sktadzie aceton i wode.

Wskazania

1. Mocowanie adhezyjne bezposrednich $wiattoutwardzalnych materiatbw kompozytowych
(wtacznie z Polyglas® i kompomerami).

2. Mocowanie adhezyjne posrednich uzupetniet w ubytkach w kombinacji z $wiattoutwardzal-
nym kompozytem mocujacym: Uzupetnienia w ubytkach z wykorzystaniem porcelany,
Polyglas® i kompozytéw (Inlay, Onlay, licéwki, korony).

3. Leczenie nadwrazliwosci zgbdw.

Przechowywanie:

W codziennym uzyciu nie przechowywa¢ w temperaturze wyzszej od temperatury pokojowej
(23°C). Jezeli iBOND Self Etch nie zostat jeszcze napoczety (wersja w butelce), musi byé prze-
chowywany w lodéwce w temperaturze 4-10°C (40-50°F). Przed uzyciem nalezy doprowadzi¢
butelke do temperatury pokojowej i na krétko przed uzyciem wstrzasnaé. Nalezy zawsze szczel-
nie zamkna¢ butelke bezposrednio po uzyciu. W przypadku niewtasciwego przechowywania pro-
dukt moze straci¢ zbyt wczes$nie swoja skutecznos¢. Jezeli wystapi jeden z ponizej wymienionych
objawéw, bedzie to oznaczato, ze materiat ten stracit swoje wtasciwosci wiazace. Nie wolno go
juz wtedy stosowac:

¢ Pomimo naciskania nie mozna wydoby¢ ptynu z butelki, chociaz materiat znajduje sie jeszcze

w butelce.
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o Jezeli widoczne sa w ptynie przezroczyste czasteczki lub tez drobiny w postaci zelu.
o Jezeli materiat ciagnie si¢ podczas jego naktadania pedzelkiem.

Stosowanie

1. Mocowanie adhezyjne bezposrednich $wiattoutwardzalnych materiatow kompozytowych
(wiacznie z Polyglas® i kompomerami.

1.1. Przygotowanie

ﬁzp_—' Unika¢ bezposredniej stycznosci iBOND Self Etch z otwarta tkanka miazgi zebowe;j.

Oczysci¢ zab pasta bez zawartosci oleju i fluorku.

Ubytek przygotowac zgodnie z zasadami techniki adhezyjnej.

Ubytek oczy$ci¢ wodnym sprayem i osuszy¢ w sposéb konwencjonalny.

Zaizolowa¢ ubytek (zalecane jest zastosowanie koferdamu).

Jezeli okaze sig to konieczne, nalezy zastosowa¢ materiat podktadowy (np. cement glass-jono-
merowy).

1.2. Nakfadanie

Zastosowanie z butelki:

o Wstrzasnac¢ butelka na krétko przed uzyciem.

o Wypusci¢ kilka kropel iBOND Self Etch na szalke do naktadania (1 kropla na mate ubytki,
2 krople w przypadku wigkszych ubytkéw). 94



e Zamkna¢ natychmiast butelka.
¢ Nalezy stosowa¢ iBOND Self Etch bezposrednio po natozeniu na szalke (w ciggu 3 minut).

Zastosowanie z Single Dose:

e Upewnic sig, ze Single Dose zostat otwarty bezposrednio przed uzyciem.

e Podczas pobierania ptynu nalezy lekko przekreci¢ w Single Dose korcéwke aplikatora lub
pedzelka.

1.3. Zastosowanie

Przed zastosowaniem iBOND Self Etch nalezy zmatowi¢ lub tez przeszlifowaé
EE?__' szkliwo. Na gtadkim szkliwie proces wytrawiania jest mato efektywny. Zaleca sie

przeprowadzenie odrebnego wytrawiania kwasem fosforowym sklerotycznej zebiny
przez 30 s.

® Bezpodrednio po natozeniu na szalke nalezy nanie$¢ przy pomocy koricéwki aplikatora lub
pedzelka na catej powierzchni i krawedzi ubytku jedna warstwe niezbednej ilosci iBOND Self
Etch. Nalezy pamigta¢, zeby réwniez krawedz ubytku zostata wystarczajaco pokryta ptynem.

® Pozostawi¢ Srodek wiazacy przez 20 s do zakoriczenia procesu reakcji masujac go lekko w tym
czasie. Masowanie podczas wchodzenia w reakcje wspomaga procesy demineralizacji i dyfu-
zji. Chroni¢ warstwe $rodka wiazacego przed zabrudzeniem (np. krwia lub $lina).

e Wydmucha¢ doktadnie iBOND Self Etch strumieniem powietrza bez zawartosci oleju (moze to
trwac, w zaleznosci od rozmiaru ubytku, 5-10 s lub dtuzej). Celem tego zabiegu jest spowo-
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dowanie odparowania rozpuszczalnika i wody z warstwy $rodka wiazacego bez naruszenia
aktywnych elementéw znajdujacych sie na powierzchni zeba.

Zbyt silny strumiert powietrza na poczatku wydmuchiwania prowadzi do zmniejszenia
|j:p_—' powierzchni substancji wiazacej i moze doprowadzi¢ do niewystarczajacej przyczep-
nosci.

e Powierzchnia musi by¢ w sposéb widoczny btyszczaca, zaréwno po natozeniu iBOND Self Etch
jak i po wydmuchaniu rozpuszczalnika. Nalezy zapewni¢ petne pokrycie catej powierzchni
ubytku. Jezeli cata powierzchnia ubytku nie jest jednolicie btyszczaca, nalezy nanies¢ iBOND
Self Etch ponownie, jak to opisano powyze;j.

iBOND Self Etch podda¢ polimeryzacji przez 20 s przy pomocy lampy halogenowej lub lampy
LED. Zaleca sie stosowanie lampy Heraeus Kulzer Translux® lub innej lampy o poréwnywalnej
intensywnosci (przynajmniej 400-500 mW/cm?). W przypadku stosowania lamp plazmowych
(0 mocy powyzej 1200 mW/cm?) mozna zmniejszy¢ czas polimeryzacji do 8 s.

Zbyt mata wydajno$¢ $wietlna prowadzi do niewystarczajacej przyczepnosci. Lampy
powinny by¢ regularnie sprawdzane w specjalnie do tego przystosowanych

I:E;__' urzadzeniach kontrolnych. Miejsce, z ktérego wydostaje sie $wiatto, powinno
znajdowac sig podczas wykonywania polimeryzacji najblizej, jak jest to tylko mozliwe
powierzchni kompozytu.

e Materiat do odbudowy ubytkéw nalezy nanosi¢ zgodnie z zasadami uzycia podanymi przez
producenta.
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2. Mocowanie adhezyjne posrednich uzupetnien w ubytkach w kombinacji z $wiattoutwardzal-
nym kompozytem mocujacym: uzupetnienia w ubytkach z wykorzystaniem porcelany, Polyglas®
i kompozytéw (Inlay, Onlay, licowki, korony).

2.1. Wstepne opracowanie miejsca, w ktérym ma by¢ odtworzony ubytek
* Powierzchnie uzupetnienia posredniego przygotowana do potaczenia przygotowa¢ zgodnie z
zasadami podanymi przez producenta.

2.2. Natozenie i zastosowanie iBOND Self Etch

|;/:;,_—' Utwardzi¢ $rodek wiazacy przed zastosowaniem kompozytu mocujacego.

Postepowac tak, jak to opisano w punkcie 1.

Kompozyt mocujacy nalezy nanie$¢ i obrobi¢ zgodnie z zasadami uzycia podanymi przez
producenta. Kompozyt mocujacy musi zosta¢ catkowicie utwardzony $wiattem po natozeniu
posredniego uzupetnienia.

3. Leczenie nadwrazliwosci zebow.

3.1. Oczyszczenie zeba
e QOczysci¢ zab pasta bez zawartosci oleju i fluorku.
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3.2. Natozenie i zastosowanie iBOND Self Etch

o Postepowac tak, jak to opisano w punkcie 1.

* Po wykonaniu utwardzenia $wiattem nalezy ostroznie usuna¢ namoczonym w alkoholu waci-
kiem warstwe wstrzymujaca doptyw tlenu.

W przypadku niewystarczajacego usuniecia nadwrazliwosci nalezy nanie$¢ jeszcze raz iBOND

Self Etch, jak to juz opisano powyzej, naswietli¢ i ostroznie usuna¢ wilgotnym wacikiem warstwe

wstrzymujaca doptyw tlenu.

Wskazéwki bezpieczenstwa

e Produkt jest tatwopalny.

e Produkt dziata drazniaco na oczy.

e Nie mozna wykluczy¢ w niektérych przypadkach reakcji alergicznej u oséb uczulonych na
sktadniki produktu.

e Zawiera metakrylan metylu i aceton.

Zalecenia szczegodlne

* Trzyma¢ z daleka od dzieci.

Uzycie iBOND Self Etch w potaczeniu z chemoutwardzalnym kompozytem prowadzi do znacz-
nego obnizenia sity wiazania i dlatego nie jest zalecane.

Materiaty z zawarto$cia eugenolu moga wptywa¢ negatywnie na polimeryzacje iBOND Self
Etch.

Nie stosowa¢ iBOND Self Etch po uptywie terminu waznosci.
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Opakowanie
Butelka iBOND Self Etch o poj. 4 ml

iBOND Self Etch Single Dose o poj. 0,15 ml
Akcesoria
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i\ BoND s Névod k poutiti @

Popis

iBOND Self Etch je svétlem tuhnouci, samo-leptaci, jednoslozkovy vazebny systém pouzivany
v kombinaci s dentalnim lepidlem.

Samostatné kondiciovani (leptani) skloviny a dentinu neni vyzadovano (i kdyz pouziti pfidavného
leptaciho gelu na sklovinu pred aplikaci iBOND Self Etch nemé& negativni vliv na pevnost
spoje).

iBOND Self Etch byl vyvinut k lepeni kompozitnich vyplfiovych materialt (nap¥. kompozit, kom-
pomer, Polyglas®) k tvrdé zubni struktufe. iBOND Self Etch v jednom kroku leptd, pini, lepi a
provadi znecitlivéni.

@)—_. Pouze pro dentalni pouziti. NepouZzivat pro indikace nebo aplikace, které nejsou spe-
cificky uvedeny v navodu k pouziti.

EZ\:J—_. Pred pouzitim si pozorné prectéte navod k pouziti.
P¥i pouzivani iBOND Self Etch dodrZujte bezpe¢nostni pokyny.




SlozZeni
iBOND Self Etch se sklada z metylakrylatovych, svétlem aktivovanych pryskyfic na bazi acetonu
a vody.

Indikace

1. Lepeni kompozitnich latek vytvrzovanych ptimym svétlem (véetné Polyglas® a kompomer().

2. Lepeni nepfimych rekonstrukci v kombinaci se svétlem tuhnoucim tmelicim cementem:
rekonstrukce porcelanu, Polyglas® a kompozitnich materiald (inleje, onleje, fasety, korunky).

3. Plombovéani hypersenzitivnich oblasti zubd.

Skladovani

Béhem denniho pouZzivani neuchovévejte pfi teploté vy$si nez je pokojova (23°C). Neotevieny
iBOND Self Etch (lahvi€kové verze) je nutné uchovévat v chladnitce pfi teploté 4-10°C (40—
50°F). Pred pouzitim temperujte na pokojovou teplotu a tésné pred pouzitim lahvi¢kou protre-
pejte. Uzavér lahvicky ihned po pouZiti fadné nasadte. Pfi nespravném uchovavani maze vyrobek
rychle ztratit u¢innost. Pokud pozorujete jeden z nasledujicich stavl, znamené to, ze material
ztratil svdj lepici ucinek. Nesmi se op&t pouZit:

e Kdyz po stisknuti nic z lahvi¢ky nevytéka, i kdyz v ni zstal material.

o Jestlize je po nadavkovani v tekutiné patrna transparentni pevné nebo gelovita srazenina.

e Kdyz jsou v materiélu pfi nana$eni mikrostéteckem vidét vlakna.
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Aplikace

1. Lepeni kompozitnich latek vytvrzovanych pfimym svétlem (véetné Polyglas® a kompomer).

1.1. Priprava

75| iBOND Self Etch nepouzivejte pfimo do oteviené defiové dutiny.

e Zub oCistéte lestici pastou bez oleje a bez fluoridii.

® Pfipravte kavitu pro lepeni.

e Kavitu vyplachnéte vodou a dosucha vysuste.

® |zolujte kavitu (doporu¢ujeme pouzit kofrdam).

e Vlozte podlozkovy material (napf. skloinomerni cement), pokud je indikovan.

1.2. Davkovani
Aplikace z lahvicky:
e Pred otevienim lahvickou lehce zatfepejte.

Do jamky nadavkujte iBOND Self Etch (1 kapka pro malé kavity, 2 kapky pro vétsi kavity).

L]
o Uzavér lahvicky ihned po nadavkovani radné nasadte.
e iBOND Self Etch pouzijte okamzité po nadavkovani (nejdéle do 3 minut).
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Aplikace jednorézové davky:
e Baleni s jednorazovou davkou oteviete bezprostfedné pred aplikaci.
* P¥i odstrafiovani tekutiny lehce otacejte Spickou aplikatoru nebo Stéteckem.

1.3. Aplikace

Pred aplikaci iBOND Self Etch sklovinu zdrsnéte nebo zbruste. Leptani/lepeni je
r;:\j}_—' méné uc¢inné na nezdrsnéné skloviné. U zatrvrdlé dentiny se doporucuje pouzit
separacni leptani kyselinou fosfore¢nou po dobu 30 s.

e Okamzité po nadavkovani naneste aplikacni Spickou nebo $téteckem dostate¢né mnozstvi
iBOND Self Etch na cely povrch kavity a okraj kavity. Ujistéte se, Ze je okraj kavity dostate¢né
pokryt tekutinou.

¢ Lepidlo nechte plsobit po dobu 20 s za mirného michani. Michani b&éhem této doby zlep3uje
demineralizaci a difazi. Lepici vrstvu chraiite pfed kontaminaci (napf. krvi nebo slinami).

e iBOND Self Etch peclivé dosucha vysuste vzduchem bez oleje (miize trvat 5-10 s nebo déle
v zévislosti na geometrii kavity). Cilem je odpafit rozpoustédlo a vodu z lepici vrstvy, aniz by
doslo k odstranéni G¢innych slozek z povrchu zubu.

EE\?' Silny proud vzduchu na zagatku suseni ziedi lepidlo a mlze zhor3it pfilnavost.




® Povrch musi byt viditelné leskly, a to jak po aplikaci iBOND Self Etch, tak po odpareni roz-
poustédla. Cely povrch kavity musi byt fadné pokryt. Jestlize povrch kavity neni leskly, apli-
kujte iBOND Self Etch podruhé, jak je popséano vyse.

iBOND Self Etch aktivujte svétlem halogenové zarovky nebo vytvrzovaci jednotky s pouzitim
LED diody po dobu 20 s. Doba svételného vytvrzovani predpoklada pouZiti svételné vytvrzo-
vaci jednotky Heraeus Kulzer Translux® nebo jiného dentalniho vytvrzovaciho svétla srovna-
telné intenzity (min. 400-500 mW/cm?). Jestlize se pouZiji plazmové svételné vytvrzovaci
jednotky (o vykonu vét§im nez 1200 mW/cm?), dobu vytvrzovéni Ize zkrétit o 8 s.

Svétlo o nizké intenzité zplsobuje Spatnou pfilnavost. Vytvrzovaci svétla se musi
ﬂ;,,-_—' v pravidelnych intervalech kontrolovat spolehlivymi méFi¢i svétla. Vyzarovaci $pi¢ku
je tfeba umistit co nejblize plastovému povrchu.

e Material pro rekonstrukci umistéte podle pokyn( vyrobce.

2. Lepeni nepfimych rekonstrukci v kombinaci se svétlem tuhnoucim tmelicim cementem:
rekonstrukce porcelanu, Polyglas® a kompozitnich materiald (inleje, onleje, fasety, korunky).

2.1. PredbézZna uprava restaurovaného povrchu
e Lepeny povrch pfipravte na neptimou restauraci podle pokyn( vyrobce.
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2.2. Davkovani a aplikace iBOND Self Etch

25| Pred aplikaci tmeliciho cementu nechte lepidlo ztvrdnout.

e Postupujte, jak je popséano v bodé 1.
e Tmelici cement naneste a zpracujte podle pokynt vyrobce. Tmelici cement musi byt po zave-
deni nepfimé restaurace svétlem zcela vytvrzeny.

3. Plombovani hypersenzitivnich oblasti zub.
3.1. Cisténi zubu
e Zub oCistéte lestici pastou bez oleje a bez fluoridi.

3.2. Davkovani a aplikace iBOND Self Etch

e Postupujte, jak je popséano v bodé 1.

e Po svételném vytvrzeni opatrné odstrarite kyslikem inhibovanou vrstvu pomoci pelety napus-
téné alkoholem.

Jestlize UcCinek znecitlivéni neni dostatecny, aplikujte dal$i vrstvy iBOND Self Etch, jak je

popsano, provedte vytvrdnuti svétlem a odstrarite kyslikem inhibovanou vrstvu pomoci navih¢ené

pelety.
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Bezpecnostni pokyny

* Vyrobek je silné horlavy.

o Vyrobek mlze drazdit oéi.

e V nékterych pfipadech mlze dojit k alergické reakci na slozky obsazené ve vyrobku u osob se
znamymi alergiemi.

e Obsahuje metylakrylat a aceton.

Zvlastni pokyny

e Uchovavejte mimo dosah déti.

e Kombinace iBOND Self Etch se samovytvrzovacimi kompozity ma za nasledek vyznamné
snizenf prilnavosti, proto se tato kombinace nedoporucuje.

e Materialy obsahujici eugenol mohou potlacovat polymerizaci pfipravku iBOND Self Etch.

e {BOND Self Etch nepouzivejte po skonceni doby pouZitelnosti.

Baleni

iBOND Self Etch - lahvicka 4 ml

iBOND Self Etch — jednorazova davka 0,15 ml
PFisluSenstvi
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| ‘ B ON D® 2TEh Hasznalati utasitas (R

Termékismertetd

Az iBOND Self Etch az adheziv és restaurativ fogaszatban alkalmazasra kerild, fényrekoto,
onkondicionalé egykomponens(i ragaszté.

A fogzoménc és a dentin kilon kondicionalésa (savazasa) nem szlikséges (savazd gél alkalma-
zésa a zomancfellleten az iBOND Self Etch felvitele elétt azonban nem csokkenti a rogzit6-
er6t).

Az iBOND Self Etch a kompozit toméanyagoknak (pl. kompozitok, kompomerek, Polyglas®) a fog
keményszoveteihez torténé adheziv rogzitésére szolgal. Az iBOND Self Etch egy Iépésben bizto-
sitja a savazast, a primerezést, a bondozast és a deszenzibilizaciot.

ﬂ?__' Csak fogéaszati alkalmazésra. Nem alkalmazhat6 a hasznalati utasitasban nem megje-
= 16t indikacié esetén ill. alkalmazési terileten.

E::—}—_. A hasznalat el6tt olvassa el figyelmesen a hasznélati utasitast!
= Az iBOND Self Etch hasznélata kozben tartsa be a biztonsagi el6irasokat!
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Osszetétel
Az iBOND Self Etch aceton-viz alapt oldat, mely fényre aktivalédé metakrilat monomereket
tartalmaz.

Indikécié

1. Direkt restauréaciok (fényrekoté kompozit anyagok) adheziv ragasztéssal torténd rogzitése (a
Polyglas®-t és a kompomereket is ideértve).

2. Indirekt restauraciok (inlay-k, onlay-k, keramiahéjak, koronak) adheziv ragasztéassal torténd
rogzitése fényrek6td6 kompozit ragasztécementtel kombindlva. A restauracié anyaga lehet:
keramia-, Polyglas®- és kompozit.

3. Tulérzékeny fogrészek kezelése.

Térolas

A mindennapi hasznélat sordn szobahémérsékleten (23°C) térolandd. A felbontés el6tt az
iBOND Self Etch (liveges kiszerelés) h(t6szekrényben 4-10°C (40-50°F) kézétt térolando.
Hasznélat el6tt hagyja felmelegedni az Gveget szobah6mérsékletre, és hasznalat el6tt razza fel.
Az liveget hasznalat utan szorosan le kell zarni. Szakszerdtlen térolés esetén a termék id6 el6tt
elveszitheti hatékonysagat.

Az anyagot az alabbi esetekben nem szabad felhasznalni:

o A folyadékot nem tudjuk kinyomni az tvegbdl.

* Ha a folyadékban &ttetsz6 vagy gélszerd, koagulalt részecskék lathatok.

* Ha az anyag ecsettel torténd applikacidja soran szalat hiz.
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Amennyiben a fentiek kozil barmelyiket észleli, az arra utal, hogy az anyag elveszitette
rogzitéképességét.

Alkalmazas

1. Direkt restauraciok adheziv ragasztassal torténé rogzitése (a Polyglas®-t és a kompomereket is
ideértve).

1.1. El6készités

l;/;;‘__' Figyelem, az iBOND Self Etch nem érintkezhet kozvetleniil a pulpaszévettel.

o Tisztitsa meg a fogat olaj- és fluoridmentes pasztaval.

o Készitse el a kavitast az adheziv technika szabalyai szerint.

e Mossa ki puszterrel és hagyomanyos médon szaritsa ki a kavitast.

o A kavitast tartsa szarazon (ajanlott a kofferdam alkalmazésa).

o Sziikség esetén végezze el az alabélelést (pl. tivegionomer cement segitségével).

1.2. Adagolas

Uvegbél:

o Felnyitas el6tt razza fel az liveget.

® Cseppentsen iBOND Self Etch-t a talkara (kis kavitds esetén 1 csepp, nagy kavités esetén
2 csepp).
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Az liveget azonnal szorosan zérja vissza.
Az iBOND Self Etch-t a kivétel utdn azonnal (3 percen beliil) hasznélja fel.

Egyszer hasznalatos tartalybol:

A tartalyt csak réviddel az alkalmazas el6tt nyissa fel.
A folyadék kivétele el6tt forgassa meg az applikator hegyét vagy az ecsetet az egyszer haszna-
latos tartalyban.

1.3. Applikécié

Az iBOND Self Etch alkalmazésa el6tt csiszolja ferdére a zoméancszéleket.
55| Csiszolatlan zoméncon a savazas kevésbé hatékony. Szklerotizalt dentin esetén
30 mp-es foszforsavas savazést javasolt.

Az iBOND Self Etch-t applikator vagy ecset segitségével egy rétegben vigye fel a kavitas teljes
feliiletére és a kavitas szélére is. Ugyeljen arra, hogy a kavitas szélét is megfelel mennyiség(i
folyadék fedje be.

20 mp-ig dorzsolje be a ragasztéanyagot a feliiletbe. A bedorzsolés csokkenti a demineraliza-
otol ( vér vagy nyal).

Ovatosan széritsa le az iBOND Self Etch-et olajmentes levegével (a kavitastol fliggéen ez 5-10
mp-ig is eltarthat). Az a cél, hogy az olddszer és a viz elparologjon a ragasztéréteghdl, anélkiil,
hogy annak aktiv 6sszetevéit eltavolitanank a fogfelszinrél.
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@;—_. A tul er6s légaram a bondréteg elvékonyodasat és nem megfelel rogzitést
eredményezhet.

o A felszin lathatéan csillogé legyen, mind az iBOND Self Etch felvitelét, mind az oldészer
elpérolgasat kdvetéen. Ugyeljen arra, hogy a kavités teljes feliiletét befedje a bond. Ha a
kavitas fellilete nem mindenhol csillog, vigyen fel Gjra iBOND Self Etch-t a fenti leiras sze-
rint.

Polimerizalja az iBOND Self Etch-t 20 mp-ig a Heraeus Kulzer Translux® vagy hasonl6 erés-
ségli halogénlampa (min. 400-500 mW/cm?) , illetve LED-l&mpa segitségével. Plazmalampa
alkalmazasa esetén (1200 mW/cm? teljesitmény felett) a polimerizécié tartama 8 mp-re csok-
kenhet.

A tul gyenge fény nem megfelel ragasztast eredményez. A lampakat ajanlott

@;—_. rendszeres id6kozokben megbizhaté tesztkészilékekkel tesztelni. A fény kilépésének
helyét a polimerizaci6 soran tgy kell elhelyezni, hogy az a fellilethez a lehetd

legkozelebb legyen.

¢ Alkalmazza a tém6anyagot a gyarté utasitadsainak megfeleléen.
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2. Indirekt restauraciok adheziv ragasztassal torténé rogzitése fényrekoté ragasztékompozittal
kombinalva: keramia-, Polyglas®- és kompozit restauraciok (inlay-k, onlay-k, keramiahéjak,
korondk).

2.1. A restaurdcio el6készitése

o Végezze el az indirekt restauracié ragasztasi felliletének elGkezelését a gyartd utasitasainak
megfeleléen.

2.2. Az iBOND Self Etch adagolasa €és applikacioja

Q/Zp__' A ragasztét a rogzité kompozit alkalmazésa el6tt polimerizalja.

e Jarjon el az 1. pontban leirtak szerint.

o Készitse el a rogzité kompozitot a gyartd utasitasainak megfeleléen. A régzité kompozitot az
indirekt restauracié behelyezése utén fotopolimerizélja.

3. Tulérzékeny fogrészek kezelése.

3.1. A fog tisztitasa
o Tisztitsa meg a fogat olaj- és fluoridmentes polirozé pasztéaval.
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3.2. Az iBOND Self Etch adagoldsa és applikacioja

e Jarjon el az 1. pontban leirtak szerint.

o A fotopolimerizacié utan évatosan téavolitsa el az oxigéninhibiciés réteget alkoholos vattagom-
béccal.

Ha a deszenzibilizalé hatas nem megfeleld, vigyen fel még egy réteg iBOND Self Etch-t a leirtak

szerint, vilagitsa meg a feliiletet és tavolitsa el az oxigéninhibicids réteget nedves vattagombdccal.

Biztonsagi utmutaté

o A termék gyulékony.

o A termék szemizgatd hatasu lehet.

o Egyedi esetekben nem zarhat6 ki a termék altal kivaltott allergias reakci6 olyan személyeknél,
akik ismerten allergiasak a termék 0sszetevdire.

Metakrilatot és acetont tartalmaz.

Kiilon megjegyzések

o Gyermekektdl elzarva tartandoé.

e Az iBOND Self Etch 6nkété kompozitokkal valé kombinéalasa a tapadészilardsag jelentds csok-
kenéséhez vezet és ezért nem ajanlott.

® Az eugenoltartalmd anyagok negativ befolyassal lehetnek az iBOND Self Etch polimerizécié-
jara.

e Ne hasznalja az iBOND Self Etch-t a lejarati id6 utan.
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Kiszerelések
iBOND Self Etch 4 ml-es tveg

iBOND Self Etch 0,15 ml-es egyszer hasznalatos tartéaly
Tartozékok
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| ‘ BoND &L: Informacija lietotijam @

Apraksts

iBOND Self Etch ir gaisma cietéjo$a paskondicionéjoSa viena komponenta adheziva saite izman-
toSanai kompozitu restauracijas zobarstnieciba.

Emaljas un dentina atseviska kodinaSana nav vajadziga (tomér papildu kodino3a géla izmanto-
Sana pirms iBOND Self Etch lietoSanas nevélami neietekmé piesaistes stiprumu).

iBOND Self Etch ir izstradats kompozitu plombgjamo materialu (piem., kompozitmateriala,
kompomeéra, Polyglas®) piesaistei cietajai zoba audu strukttrai. iBOND Self Etch kodina, pie-
saista un desensibilizé viena etapa.

‘i\:}—_. Lieto$anai tikai zobarstniectba. Neizmantot indikacijam vai lietojumiem, kas nav
Tpasi noraditi lietoSanas pamaciba.

@)—_. Pirms lietoSanas uzmanigi izlasiet lietoSanas pamacibu.
Lietojot iBOND Self Etch, ievérojiet drosibas instrukcijas.

115



Sastavs
iBOND Self Etch ir gaisma aktiviz€jamu metilakrilata sveku sastavs uz acetona/tidens bazes.

Indikacijas

1. Polimerizacijas gaismas ietekmé cietgjosu kompozita vielu (tostarp Polyglas® un kompoméru)
piesaiste.

2. NetieSu restauraciju piesaiste apvienojuma ar polimerizacijas gaismas ietekmé cietéjosu
pagaidu cementu: keramika, Polyglas® un kompozitatjaunojumi (inlejas, onlejas, kroni ar por-
celana faseti, kroni),

3. Zobu hiperjutigo vietu plombésana.

Glabasana

lkdienas lietoSanas laika neglabajiet temperatira, kas parsniedz istabas temperatiru (23 °C). Ja

iBOND Self Etch vél nav atvérts (pudelites variants), tas jaglaba ledusskapt 4-10°C (40-50 °F)

temperatira. Pirms lietoSanas laujiet sasniegt istabas temperatiru un tieSi pirms lietoSanas

sakratiet. Talt péc lietoSanas ciesi uzlieciet pudelites uzmavu. Nepareizi glabats produkts var

driz zaudét efektivitati. Ja ir novérota kada no turpmak noraditajam pazimém, tas liecina, ka

materials ir zaudgjis piesaistes spéju. To vairs nedrikst lietot.

e Saspiezot pudeliti, neko no tas nevar izspiest, kaut arT materials pudelité ir palicis.

o Skidrumu doz&jot, taja ir redzamas caurspidigas cietas vai gélam Iidzigas koagul&jusas dali-
nas.

e |ietojot ar aplikatoru, materiala ir redzami pavedieni.
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Lieto3ana

1. Polimerizacijas gaisma cietéjoSu kompozita vielu (tostarp Polyglas® un kompoméru) pie-
saiste.

1.1. Sagatavosana

25| Nelietojiet iBOND Self Etch tie$i uz atklatiem pulpas audiem.

e Notiriet zobu ar puléSanas pastu, kas nesatur e||u un fluoridu.
e Sagatavojiet kavitati saistvielai adhezivas saites aplikacijai.

® |zskalojiet kavitati ar Gdeni un izzavéjiet ar gaisu.

o |zolgjiet kavitati (noteikti iesakam lietot koferdamu).

¢ |ndikaciju gadijuma ievietojiet oderes materialus (piem., stikla jonoméra cementu).

1.2. Dozésana

LietoSana no pudelites:

* Pirms atvér$anas pudeliti Tsu mirkli sakratiet.

e iBOND Self Etch ievadiet paliktna iedobé (1 pilienu mazam kavitatém, 2 pilienus lielakam
kavitatém).

o Talt péc dozésanas uzlieciet pudelttei uzmavu.

e |zmantojiet iBOND Self Etch talit péc dozéSanas (ne vélak par 3 mindtém).
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Atsevidkas devas lietoSana:

Atsevisko devu noteikti atveriet tiesi pirms lieto$anas.
Kad iznemat Skidrumu, aplikatora galinu vai suku Tsu mirkli pagroziet atseviskaja deva.

1.3. Lietosana

Pirms iBOND Self Etch lieto$anas emalju padariet raupju vai noslipéjiet. Adheziva
cﬁf' saite ir mazak efektiva uz neslipétas emaljas. Sklerotizétu dentinu ieteicams
30 sekundes atseviski kodinat ar fosforskabi.

TalIt péc dozeédanas bagatigu daudzumu iBOND Self Etch ar aplikatora galinu vai suku uzlie-
ciet visai kavitates virsmai un kavitates malai. Parliecinieties, ka Skidrums pietiekami parklaj
art kavitates malu.

Viegli ieberzéjot , laujiet saistvielai 20 sekundes iedarboties. Leberzé$ana iedarbibas laika
uzlabo demineralizaciju un diftziju. Adhezivas saites slani aizsargajiet no piesarnojuma
(piem., asinim vai siekalam).

des vai ilgak atkariba no dobuma formas). Mérkis ir no saisto$a slana iztvaicét $kidinataju un
Gdeni, neaizvadot no zoba virsmas aktivas sastavdalas.

@}—_. Stipra gaisa plisma, sakot Zavésanu ar gaisu, atSkaida saisto$o vielu un var bt
sliktas adhézijas célonis.
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Sanas. Visai kavitates virsmai jablt pilniba parklatai. Ja kavitate neSkiet spoza, lietojiet
iBOND Self Etch otrreiz, ka aprakstits ieprieks.

Polimerizgjiet iBOND Self Etch ar gaismu 20 sekundes, izmantojot halogéna vai LED ierici.
Polimerizacijas laiks noteikts, pienemot, ka izmanto Heraeus Kulzer Translux® iekartu vai citu
zobarstniecibai paredzétu gaismas avotu ar salidzinamu intensitati (min. 400-500 mW/cm?).
Ja izmanto polimerizacijas iekartas ar plazmas gaismu (ar jaudu, kas lielaka par 1200 mW/
cm?), cietinasanas laiku var samazinat par 8 sekundém.

Mazas intensitates gaisma ir sliktas adhézijas célonis. Polimerizacijas gaismas inten-
l:/:p__' sitate regulari ir japarbauda ar ticamiem gaismas testeriem. Starotajsa gals janovieto
iespéjami tuvu kompozita virsmai.

o Aplicéjiet kompozita materialu saskana ar razotaja noradijumiem.

2. NetieSu restauraciju piesaiste apvienojuma ar gaisma cietéjoSu pagaidu cementu: keramika,
Polyglas® un kompozitatjaunojumi (inlejas, onlejas, kroni ar porcelana faseti, kroni).

2.1. Restauracijas iepriekséja apstrade

e Netieao restauraciju piesaistes virsmu iepriek$ apstradajiet saskana ar razotaja noradiju-
miem.
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2.2. iBOND Self Etch dozésana un lietosana

;/_y__—' Poliomerizéjiet adhezivo vielu pirms pagaidu cementa lietoSanas.

o Rikojieties, ka aprakstits 1. punkta.
o Lietojiet un apstradajiet pagaidu cementu saskana ar razotaja noradijumiem. Péc netiedas
restauracijas ievietoSanas pagaidu cements ir pilntba japolimerizé.

3. Zobu hiperjutigo vietu plombésana.

3.1. Zoba notirisana
e Notiriet zobu ar pulé$anas pastu, kas nesatur ellu un fluoridu.

3.2. iBOND Self Etch dozésana un lietosana

o Rikojieties, ka aprakstits 1. punkta.

e P&c polimerizacijas ripigi nonemiet ar skabekli inhib&to slani, izmantojot spirta samércétu
loditi.

Ja desensibilizacijas efekts nav atbilstoss, lietojiet iBOND Self Etch papildu parklajumus, ka

aprakstits, polimerizgjiet un ar skabekli inhibé&to slani nonemiet, izmantojot slapju vates loditi.
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Drosibas instrukcijas

e Produkts ir viegli uzliesmojoss.

® Produkts var kairinat acis.

e Dazos gadijumos personam, kuram ir zinama alergija, var rasties alergiska reakcija pret
sastavdalam.

e Satur metilakrilatu un acetonu.

Tpasi noradijumi

e Sargat no bérniem.

e {BOND Self Etch apvienojums ar pascietéjoSiem kompozitmaterialiem ievérojami samazina

adhéziju un tapéc nav ieteicams.

Eigenolu saturo$i materiali var kavét iBOND Self Etch polimerizaciju.

Nelietojiet iBOND Self Etch péc deriguma termina beigam.

lepakojums

iBOND Self Etch pudelite 4 ml

iBOND Self Etch atseviska deva 0,15 ml
Piederumi
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| ‘ B ON D® BTch Vartotojo informacija (@

Aprasymas

»IBOND Self Etch” yra Sviesoje kietéjanti, gruntuojanti, vienkomponenté suri§imo medziaga,
skirta naudoti kartu su plombinémis medziagomis.

Atskiras emalio ir dentino paruoSimas (ésdinimas) nereikalingas (taciau papildomo ésdinimo
gelio naudojimas emaliui prie§ dedant ,,iBOND Self Etch“ nedaro neigiamos jtakos surisiklio
stiprumui.

,iIBOND Self Etch” yra sukurta kompozitiniy uzpildymo medziagy (pvz., kompozito, kompomero,
“Polyglas®”) suriSimui prie kietos danties struktdros. “iBOND Self Etch” ésdina, gruntuoja,
suri$a ir nujautrina vienu etapu.

@)—_. Odontologiniam naudojimui. Negalima naudoti kitoms indikacijoms ar darbams nei
yra nurodyta vartojimo instrukcijoje.

EZ\:J—_. Prie$ vartojima atidziai perskaitykite vartojimo instrukcijas.
Naudodami ,,iBOND Self Etch” vadovaukités saugumo instrukcijomis.
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Sudétis
,iIBOND Self Etch” yra acetono/vandens pagrindu pagamintas Sviesoje aktyvuojamy metakrilato
dervy tirpalas.

Indikacijos

1. Tiesiogiai Sviesoje kietéjanciy kompozitiniy medziagy (tame tarpe ,,Polyglas®” ir kompomery)
surisimas.

2. Netiesioginiy restauracijy suriimas kartu su Sviesoje kietéjan¢iu cementu: porceliano, ,,Poly-
glas®” ir kompozito restauracijose (jklotai, uzklotai, veneringai, vainkéliai).

3. Jautriy danties viety padengimui.

Laikymas

Nelaikykite aukstesnéje nei kambario (23°C) temperatiroje kasdieniniame naudojime. Jei

,IBOND Self Etch” yra neatidarytas (buteliuke), jis turi bati laikomas $aldytuve 4-10°C (40—

50°F) temperatiroje. Prie$ vartojima pastatykite kambario temperatiroje ir i§ karto prie$ varto-

jima buteliuka suplakite. 13 karto po vartojimo gerai uzsukite buteliuko dangtelj. Jei laikomas

netinkamose salygose, gaminys gali anksciau prarasti savo efektyvuma. Jei pastebima bent viena

i$ Zemiau nurodyty salygy, tai rodo, kad medziaga prarado suri§imo poveikj. Ji negali blti nau-

dojama, jei:

¢ Niekas neiSteka i$ buteliuko, kai jis suspaudziamas, nors buteliuke yra likusios medziagos;

* |$spaudus stebima persvie¢iamos kietos arba gelio konsistencijos koaguliacinés masés skys-
tyje;

e De¢jimo su mikro-Sepetéliu metu medziagoje matomi sidlai.
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Déjimas

1. Tiesiogiai Sviesoje kietéjanciy kompozitiniy medziagy (tame tarpe ,,Polyglas®” ir kompomery)
suriSimas.

1.1. Paruosimas

25| Nenaudokite ,,iBOND Self Etch” tiesiai ant atviro pulpos audinio.

e Nuvalykite dantj poliravimo pasta be fluoro ir alyvos.
o Paruo$kite ertme suriSimui.

* |Splaukite ertme vandeniu ir iSdZiovinkite oru.

® |zoliuokite ertme (koferdamo naudojimas yra stipriai rekomenduojamas).
e Jeiyra indikacijy, dékite pamusalg (pvz., stiklo jonomero cementa).

1.2. Pries déjima

Buteliuko naudojimas:

o Prie§ atidarant buteliuka trumpai suplakite.

ISspauskite ,,iBOND Self Etch” ant padékliuko (1 lasas mazoms ertméms, 2 |asai didesnéms
ertmeéms).

18 karto po iSspaudimo uzsukite buteliuko dangtel;.

,IBOND Self Etch” naudokite i$ karto po iSspaudimo (ne véliau nei per 3 minutes).

124



Dé¢jimas i$ vienos dozés talpos:

o |sitikinkite, kad vienos dozés talpa yra atidaroma i$ karto prie$ dejima.

¢ |Simant medZiaga aplikatoriaus galiuka arba Sepetélj trumpai jmerkite j vienos dozés talpa ir
pasukite.

1.3. Déjimas

Pagiurkstinkite arba paslifuokite emalj prie$ dedant ,,iBOND Self Etch”. Esdinimas/
rl? ris$imas yra maziau efektyvus ant nesiurkstinto emalio. Sklerotiniam dentinui
rekomenduojamas atskiras ésdinimas su fosforo riigstimi 30 sek.

o |§ karto po iSspaudimo dékite nemaza kiekj ,,iBOND Self Etch” ant viso ertmés pavirdiaus ir
ertmés krasty aplikatoriaus galiuku arba Sepetéliu. |sitikinkite, kad ertmés krastai taip pat
pakankamai padengti medziaga.

Palikite suriSimo medZiaga kieteti 20 sek. silpnai jtrinant. Jtrynimas kietéjimo metu pagerina
demineralizacija ir difuzija. Apsaugokite surisiklio sluoksnj nuo uzter§imo (pvz., krauju ar
seilemis).

Atsargiai dziovinkite ,,iBOND Self Etch” oro be alyvos srove (gali uztrukti 5-10 sek. ar ilgiau,
priklausomai nuo ertmés geometrijos). Tikslas yra iSgarinti tirpiklj ir vandenj i$ suriSiklio
sluoksnio nepasalinant veikliosios medziagos nuo danties pavirSiaus.
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ﬂ?__' Stipri oro srové dziovinimo pradZioje praskies suriS§imo medziaga ir galj salygoti bloga
= surisima.

e PavirSius turi bati blizgus, tiek po ,,iBOND Self Etch” déjimo, tiek po tirpiklio iSgarinimo.
Visas ertmés pavirsius turi blti pilnai padengtas. Jei ertmés pavirSius neblizga, dékite ,,iBOND
Self Etch” kaip apradyta auk$¢iau antra karta.

,iIBOND Self Etch” kietinkite Sviesa 20 sek. halogenine arba LED kietinimo lempa. Kietéjimo
laikas $viesoje yra nurodytas naudojant ,,Heraeus Kulzer Translux®” kietinimo $viesa prietaisa
arba kita odontologine kietinimo lempa su panasiu intensyvumu (min. 400-500mW/cm?). Jei
naudojami plazminiai kietinimo Sviesa prietaisai (su didesne nei 1200 mW/cm? galia), kieti-
nimo laikas gali bti sumazinamas 8 sek.

MaZo intensyvumo $viesa sukelia bloga adhezija. Kietinimo Sviesa turi bati reguliariai
25| tikrinama patikimais $viesos tikrinimo prietaisais. Sviesolaidzio galiukas turi bti
dedamas kaip jmanoma ar¢iau kietinamo pavirsiaus.

o Deékite restauracing medziaga vadovaudamiesi gamintojo instrukcijomis.

2. Netiesioginiy restauracijy suriSimas kartu su Sviesoje kietéjanciu cementu: porceliano, ,,Poly-
glas®” ir kompozito restauracijose (jklotai, uzklotai, veneringai, vainkeéliai).

2.1. Paruosimas pries restauracija
* Paruoskite netiesiogines restauracijos suriS$amajj pavirsiy vadovaudamiesi gamintojo instruk-
cijomis.
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2.2. ,iBOND Self Etch” i$spaudimas ir déjimas

55| Surigiklj sukietinkite prie$ dedant cementa.

o Atlikite, kaip nurodyta 1. punkte.
o Deékite ir apdorokite cementg vadovaudamiesi gamintojo instrukcijomis. Cementas turi bati
pilnai sukietintas Sviesoje po netiesioginés restauracijos jdéjimo.

3. Jautriy danties viety padengimas.

3.1. Danties iSvalymas
e Nuvalykite dantj poliravimo pasta be fluoro ir alyvos.

3.2. ,,iBOND Self Etch” iSspaudimas ir déjimas

o Atlikite, kaip nurodyta 1. punkte.

e Po kietinimo $viesa atsargiai pasalinkite deguonies dispersinj sluoksnj su spiritu sumirkyta
kempinéle.

Jei nujautrinantis poveikis néra pakankamas — dékite papildomus ,,iBOND Self Etch” sluoksnius

kaip jau apradyta, kietinkite lempa ir paSalinkite deguonies dispersinj sluoksnj drégna kempi-

néle.
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Saugumo instrukcijos

e Preparatas yra labai degus.

* Preparatas gali dirginti akis.

e Kai kuriais atvejais pacientams su zinomomis alergijomis gali atsirasti alerginés reakcijos
preparato sudedamosioms medziagoms.

e Sudétyje yra metakrilato ir acetono.

Specialiis nurodymai

o Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

e ,iBOND Self Etch” naudojimas kartu su savaime kietéjanciais kompozitais salygoja rysky
adhezijos sumazéjima ir dél to yra nerekomenduojamas.

¢ Medziagos su eugenoliu gali slopinti ,,iBOND Self Etch” polimerizacija.

¢ Nenaudokite ,,iBOND Self Etch” pasibaigus galiojimo laikui.

Pakuoté

“iBOND Self Etch” buteliukas 4 ml

“iBOND Self Etch” vienos dozés talpa 0,15 ml
Priedai
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www.heraeus-kulzer.com
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